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一、用于半导体键合的微波等离子体清洗核心技术的研发及产业化

需求目标：半导体键合前清洗的微波等离子体清洗技术。围绕现有的微波等离子体清洗技术中普遍存在的等离子体稳定性不足、等离子体转化效率低、大面积等离子体均匀性差等三个技术难题，解决如下两个技术关键，即高稳定度微波源和微波等离子体多物理场模型，研究基于稳定阳极电源、灯丝电源的高稳定微波功率源、研究基于宏观等效参数的稳态微波等离子体多物理场计算技术、研究基于阵列的高均匀大面积微波等离子体源智能优化技术，打通高稳定等离子体源设计的技术瓶颈，为实现高端半导体制程提供核心共性技术支撑。

1.高稳定度微波源的研究。研制恒流稳压输出的开关电源，实现电流与电压的稳定输出，提高磁控管功率和微波发生器输出功率的稳定性。突破基于开关电源形式的高压浮动直流灯丝电源以及高压浮动采样技术，攻克交流灯丝产生的频谱较差的核心技术难题，降低频谱宽度，改善频谱质量。研究数字控制理论，实现微波发生器输出功率的稳定，优化磁控管最佳工作曲线，提高磁控管寿命，降低使用成本。

2.基于宏观等效参数的稳态微波等离子体多物理场研究。研究拟稳态条件下微波等离子体宏观参数的等效表征，建立宏观等效参数的理论模型；揭示微波与等离子体多物理场耦合的机制，建立基于宏观等效参数的稳态微波等离子体多物理场耦合计算方法，并搭建实验系统完成算法验证。

3.基于阵列的高均匀大面积微波等离子体源智能优化技术研究。分析多同轴阵列的阵间关系等参量对微波传输的影响，优化实现高效的微波传输与结构，研究微波作用下的电磁场效率与等离子体各项参数的空间分布情况，通过人工智能等技术智能化的实现高均匀性、大面积等离子体系统的仿真设计。

成果形式：（1）攻克高稳定度磁控管微波源技术，并完成工程化验证；（2）构建基于等离子体宏观参数表征的稳态等离子体与微波互作用的多物理场模型；（3）用于半导体键合的微波等离子体清洗装备产品；（4）开展设备、车间改造等工程化应用项目示范。

技术指标：
                      国际先进           预期

微波等离子体面积   ≥400*300mm^2     ≥400*300mm^2

微波能量利用率     ≥85%                 ≥90%

微波功率稳定度     ≤1‰                 ≤1‰

频谱宽度           ≤2MHz                ≤2MHz

微波功率           ≥2000W               ≥2000W

均匀性      腔体内温度差异≤20℃   腔体内温度差异≤20℃

清洗后液滴角       ≤20°               ≤15°

微波泄露         3mW/cm^2             2.5mW/cm^2

其它指标：（1）立项团体标准1项，制定企业标准1项；（2）申请专利及软件著作权8项；（3）发表SCI论文4篇，中文高水平论文4篇；（4）引进培养中高级职称人数5人，企业技术骨干15人。

现有基础情况：公司是国家级专精特新重点小巨人企业，专业提供高功率微波装备、微波等离子体应用装备解决方案的，掌握高功率微波技术、系统工程技术、数字控制与处理技术、信号产生与采集分析技术、特种电源变换技术、高电压绝缘技术等关键核心技术。

公司研发生产人员占比75%。面向工业微波应用领域，研制出国内领先的微波发生器电源，获安徽省科技进步二等奖。基于微波等离子体气相沉积关键技术研制高稳定微波源，助力国内人造金刚石产业。

年均研发投入占比营收15%，远超行业平均水平。已构建系统工程技术、电力电子变换技术、数字控制与处理技术三大核心技术平台，建成市级研发平台三个，自建重点实验室，配置软件、调试、检测、培训等中心所需设施设备，购置信息化软件两套，建立共享知识管理库。研发生产基础条件足够保障科研项目实施。

具备二级BM资质，通过GJB质量管理体系认证，连续获得国家高企。取得授权发明专利24项，多项产品被鉴定为国内领先水平。

对揭榜方要求：在微波功率源的开发、高功率微波能量的应用和微波等离子体系统的设计方面具有多年研究开发经验，具有完备的知识产权和科研论文的高校、科研院所。如四川大学、中国科学技术大学、安徽大学、武汉理工大学等。

揭榜的专家团队负责人应具有高级以上职称，技术团队成员数应不少于10人，在微波等离子体的宏观参数表征、多物理场计算有相关研究基础；优先考虑具有电磁场与微波技术、环境工程、材料、等离子体物理四个交叉领域研究人员的团队；优先考虑省部级及以上重点实验室平台专家团队；优先考虑技术团队负责人近5年内，获得过省部级或相当于省部级（军队科研、军工集团、行业协会）科技奖二等及以上奖励；或至少主持一项科技部、国家自然科学基金委、军委科技委、教育部等国家级重点项目。

产权归属、利益分配：

1.揭榜方基于本榜单任务所产生的研发成果均归发榜方所有，包括但不限于专利技术、非专利技术、算法、计算机软件源代码、技术秘密、研发产生的实物、文档资料、测试系统、诀窍或其他商业秘密，相关知识产权均由发榜方独立、完整享有。针对上述研发成果，揭榜方不得向第三方泄露并用于商业目的。

2.针对研发成果，发榜方有权单独申请专利、计算机软件著作权等知识产权，除经发榜方事先书面同意外，揭榜方不得独立或与他人共同申请专利、计算机软件著作权等知识产权。

3.在不泄露研发成果核心机密的情况下，揭榜方可基于研发成果发表论文、用于教学或其他非商业领域，但应发榜方事前书面同意。

项目合作方式：合作研发
项目总投入：1250万元

发榜金额：1000万元
发榜企业：合肥博雷电气有限公司

联 系 人：刘明月   18305527735

二、面向车规级CIS的国产高端BSI工艺平台关键技术研发及产业化

需求目标：针对车规级CIS的卡脖子问题，突破国产车载CIS在制造工艺方面的技术壁垒，重点解决车载CIS在高精度、高良率、高可靠性等方面的需求，研制出面向车载前视、环后视、全景环视等领域的落地应用产品，推动国产车规级CIS产品产业化。

1.优化车载CIS的BSI技术工艺流程，提高产品生产良率；

2.整合机械研磨、湿法化学腐蚀、化学机械等多种减薄工艺，在晶圆减薄工艺的精度、可靠度、重复性和制造成本上进行强化提升；

3.优化高深宽比深沟槽隔离工艺，从而提高量子效应、降低串扰，保证图像传感器的高像素和高成像质量。

成果形式：1.实现车载CIS产品SC850AT的量产，产能达到3万片/年；2.产品形成销售，并与安徽省内3家以上车企达成稳定合作；3.形成产品相关的研究报告、测试报告、专利等。
技术指标：对标国际先进技术指标：目标产品（SC850AT）的主要关键性能指标均达到索尼、安森美等顶级车规CIS产品的水平。其中，像素达800万像素，像素大小为2.1μm，具备LED闪烁抑制功能，动态范围最高可达140dB，且要通过车规ISO26262的ASIL B级认证。目标产品将集成思特威最新的自主CIS核心技术，在一些关键指标的实现方案较国际顶级车规CIS产品更具优势。

1.量子效率（QE@520nm）＞63%；

2.彩度（Chroma）：A光＞55% / D65＞58%；

3.近红外增强外延厚度（NIR+/EPI thickness）：3.0μm epi＞20%@850nm；

4.读出噪声（Read Noise@27℃）＜0.8e-；

5.最大信噪比（Max SNR）：40dB；

6.动态范围（Dynamic Range）：120dB。
现有基础情况：公司是国内首批进军车载CIS市场的芯片企业，车载CIS是公司重点发展方向之一。公司积累了多样化的核心技术，包括SFCPixel®专利技术、近红外感度NIR+技术、高温场景下暗电流优化技术、HDR像素设计等核心技术。公司在BSI上拥有超低照度下的星光级夜视全彩技术、LED闪烁抑制（LFS）等核心技术，并有多款成熟芯片的大规模量产的经验。目前已经成功推出3款车规级CIS：首颗采用不同Color Filter的车规级CIS产品SC2331AT；首颗获得车规级AECQ100认证的CIS产品SC1330AT；首颗ISP二合一车规级CIS产品SC120AT。

对揭榜方要求：

1.资质要求

（1）具有独立法人资格、有技术需求、应用场景的集成电路制造企业，能够提供揭榜项目成果转化所需的资金、场地、市场等配套条件。

（2）拥有丰富成熟的12吋晶圆代工经验，累计出货至少100万片12吋晶圆，并已构建和量产图像传感器芯片工艺平台和产品产业化，拥有图像传感器芯片代工制造所需之完整工艺开发和集成优化能力。

（3）已取得省级技术中心及智能工厂资质认证，具备项目产品规模化量产所需的高效研发及智能生产制造条件。

（4）已制定车规级芯片产品发展和制造规划，已取得IATF16949汽车行业质量管理体系符合性证明函，建立车规级芯片制造工艺管控体系。

 2.技术要求

（1）拥有完整车规级芯片工艺开发技术团队，研发人员不少于200人，技术负责人拥有20年以上集成电路设计及生产制造行业经验。

（2）拥有背照式图像传感器芯片开发经验，且拥有背照式图像传感器芯片代工制造所需生产机台及相关测试设备，确保项目可如期完成开发并实现产业化。

（3）拥有独立分析及量测实验室，可配合研发项目所列关键工艺技术指标完成平台开发和产业化导入，开展产品可靠性研究测试，实现产品流片验证、中试和规模化量产，开展成果推广转化应用。

（4）拥有不少于5款图像传感器芯片量产或风险量产实绩，且图像传感器芯片产能不低于每月1万片12吋晶圆。量产后可为项目保障充足产能，形成有效总产量不低于每月1万片12吋晶圆。

产权归属、利益分配：本项目所称产权，包括依法享有的专利权、著作权、商标权、计算机软件的版权、技术秘密、商业秘密等知识产权。项目研发过程中所涉及各方已有的知识产权归原产权持有方所有，合作方有责任对任何其他方保密。项目研发过程中新产生的知识产权按各方贡献大小分配，即各方独立完成研究工作所形成的知识产权归各方独立所有。

合作双方在充分友好协商基础上，发榜方根据揭榜方承担研究任务，原则上预算将按照实际工作的经费需求转拨给揭榜方，具体按项目实际批复为准。
项目合作方式：合作研发
项目总投入：1500万元

发榜金额：800万元
发榜企业：思特威（合肥）电子科技有限公司

联 系 人：黄婷  18817582925

三、总线式冰箱通讯及智能控制系统专用SOC芯片的研发

需求目标：总线式的系统架构替代传统集中式的系统架构，实现智能传感器节点可任意增减，任何智能节点的损毁或失效不影响其他智能节点正常运行；实现智能控制系统的硬件模块标准化，产品的更新迭代只需一键刷新软件，即可实现功能升级；在不改变冰箱整机的结构和传感器配套体系的完成智能控制系统的替代升级；该揭榜项目计划投入不低于1200万元，要求研制周期不超过36个月。

成果形式：总线式冰箱通讯及智能控制系统专用SOC芯片产品
技术指标：1.具有稳定可靠的单线总线通讯接口，具有AD采样、开关量输入输出、4组PWM输出、UART/SPI/I2C接口，支持12V/5V极宽电压供电，可以容忍+10%/-10%的电源电压波动；

2.单线总线无需高精度时钟源，从机节点容忍+/-30%的时钟漂移；

3.通讯速率最高不应低于115200bps；

4.单线总线可以通过降低速率的方式控制EMI；

5.适应-40~85度和高湿度凝露环境，长期工作；

6.总线口三年短路失效率应低于10PPM；

7.总线节点数不应低于64。
现有基础情况：该项目公司已内部立项，项目组由5名专业技术人员组成，各专业设计人员以公司技术工程师为主体，富有技术开发及管理经验。现有设计技术平台较为成熟，具备了从设计、工艺、测试及中试验证全过程的软硬件条件，形成了从设计输入到输出的一整套开发流程和技术文件体系。目前该项目已基本完成整体技术方案的构建，且明确提出了核心技术需求—“总线式冰箱通讯及智能控制系统专用SOC芯片”，在国内进行了研制能力的评估调研工作，并进行了初步询价。

对揭榜方要求：1.希望由有类似芯片设计及流片成功经验的企业揭榜，具备相关芯片产品研制的技术实力，以及稳定的芯片供货能力，并且能够保证该芯片的产业化应用。

2.参与揭榜的企业必须为国家高新技术企业、安徽省专精特新企业，具有核心自主知识产权的集成电路设计、软件开发、系统方案设计，能够提供整体解决方案和电子产品设计服务和长期稳定的芯片供货能力，必须在芯片设计具有一定优势并有成功工程经验；具有省部级及以上研发创新平台，并且与高校联合建立实验室或研发创新平台。

企业的芯片研发、软件设计和相关管理活动需通过ISO9001质量管理、ISO14001环境管理体系认证。相关产品通过获得省部级及以上认定或曾获得省部级以上技术奖励的予以优先考虑。

3.揭榜的企业最好有良好的人才输入渠道，能够组成稳定高效的高层次人才攻关团队，在人员及资源上能够保证揭榜项目的顺利开展。

4.揭榜项目负责人要求具有中级专业职称或博士学历，曾主持或承担过省部级以上相关技术专业科研项目。

5.为有效降低沟通协作成本，提升沟通配合的效率，同等条件下，优先希望同有前期沟通洽谈基础的企业开展合作。

产权归属、利益分配：1.项目参研各方原有知识产权归各方所有;该项目共同研发的形成的知识产权归实际参研方共有，任意一方不得单独申请或独享，具体按照各方的贡献大小进行分配或各方另行商定;独立研发形成的知识产权归研发方所有。

2.共同研发形成的共有知识产权拥有各方可以单独实施自行转化，所得收益归实施人所有；亦可不经其他共有人同意，普通许可他人实施专利，所得收益应在共有权人之间进行分配。除上述情形外，其他情况如转让、独占许可、排他许可他人实施知识产权的，需共有各方全体同意方可。

3.参研各方在项目研究开发成果的基础上，进行后续改进，由此产生的具有实质性和创造性技术进步特征的新的技术成果及其权属归改进方享有。

4.由该项目产生的独有知识产权在产权方需要发生转让、许可等行为时，项目的参研方享有优先受让权。

5.项目研发过程不得侵犯第三方（非参研方）的知识产权，任何第三方提出的侵权指控，均由发生直接侵权责任的参研一方负责交涉并承担实际发生的法律上和经济上的责任。若涉及其他参研方的，应积极承担相关配合工作。

6.参研各方利用研究开发经费所购置的与研究开发工作相关的设备、器材、资料等财产，归购买方所有。

7.项目研发过程中，各方取得的研发成果不得自行向第三方进行转让或出售，也不得向非项目关联方擅自公开。

8.通过该项目产生的成果进行申报各类奖项奖励的权利归实际成果产生方独有或共有，应优先考虑参研各方联合申报。

9.项目成果后续形成的长期稳定供货，按照销售采购合同进行约定，发榜方拥有优先购买权和最优售价专享权。

项目合作方式：委托研发
项目总投入：1200万元

发榜金额：1200万元
发榜企业：合肥雪祺电气股份有限公司

联 系 人：王燕忠  13856987907

四、56G高速串口接收及发送芯片模块设计

需求目标、成果形式及技术指标：1.接收模块1bit位宽的串行信号，最高速率为56G/s，并转成30bit的并行数据送出。要设计的模块大致包括高速ADC，EQ，PAM4算法模块，CDR模块.可以基于PAM4做算法设计。 

2.发送模块首先需要接收4对差分信号输入，每路信号速率为12G/s。将其转变为30bit位宽速率为1.2G/s的并行数字信号，最后转变成 1bit位宽的串行信号，并驱动外部光纤将信号发送出去，要求驱动能力不少于1000米。内部需要设计的模块大致包括接收所用的EQ/CDR和输出高频所用的PLL(56G), TX PHY 和 驱动激光器的高速高功率PAD等。

现有基础情况：项目属公司未来规划的项目，暂未有开展工作。公司可以提供28nm和锗硅工艺模型库以供仿真评估。

对揭榜方要求：需要有28nm流片经验，研究方向为高速接口的高校部门或者研究所科研单位等。

产权归属、利益分配：所有产权归合肥联诺所有

项目合作方式：合作研发
项目总投入：1000万元

发榜金额：1000万元
发榜企业：合肥联诺科技股份有限公司

联 系 人：黄纪业  13955117901 

五、面向芯片封装的高导热性金属基复合材料的研究开发

需求目标：新型芯片封装用高散热材料必须具备以下的特性：

1.突出的散热性能：优于无氧铜（热导率398W/(m·K) 的热导率性能）；

2.和芯片材料的线膨胀系数匹配：主流高功率芯片为4~6ppm/℃，散热材料的线膨胀系数应处于4.5~11ppm/℃；

3.加工性良好：至少不差于钨铜复合材料（允许金刚石刀具的铣加工，表面粗糙度可达Ra0.4，无法压延）。具备合理的压延、冷作性能则更佳；

4.成本可支持大规模应用：制造成本区间为现有复合材料的1~3倍以内；

5.良好的镀覆特性：支持表面镀覆镍和金，镀层具备抗盐雾和高温考核后结合力良好；

6.良好的焊接特性：在存在或不存在表面镀覆支持的条件下，可满足钎焊工艺要求，钎焊方式包括银铜钎焊（810℃）或金锡焊（350℃）。

成果形式：主要包括技术文件类成果和实物类成果。其中，技术文件类成果包括：工作总结报告、技术总结报告、产品标准、设计文件、工艺文件；至少申请发明专利1项，至少发表论文2篇。实物类成果包括：分阶段完成的符合性能指标的样品，每种不少于10件。
技术指标：对标国际国内主要的第三代散热材料,缩小产品性能指标差距。（目前主要的国际和国内热管理材料在产品性能指标上存在20%以内性能差异）
现有基础情况：公司围绕先进封装材料应用开展技术攻关，前瞻性的提出SOP系统集成封装概念。目前已具备了热适配模具设计、结构可靠性有限元分析、微波射频仿真、钎焊熔封、表面镀覆、精密加工、HTCC高温陶瓷工艺等核心设计与工艺技术。建成较强的SOP系统集成封装技术研发体系与生产建设基地。已初步形成了基于材料、工艺、设计等交叉学科的核心技术链和相关配套产业链。同时拥有充足的研发经费投入及现金流保障。

对揭榜方要求：1.从事导热、散热新材料研发领域5年以上，具备自主研发能力的国家级高新技术企业。

2.应具有导热、散热技术相关自主知识产权，建立有完善的自主研发体系。

3.拥有相关专业硕博以上学历构成的成熟科研团队，所属专家及团队成员应具备多年电子器件热管理方向技术研发能力，尤其是高导、散热技术开发经验，需具有过往联合高等院校、科研院所共同开发导热、散热成熟产品案例。

4.揭榜方应能提供基于金属基复合材料的新一代新型散热材料技术解决方案。同时性能参数指标均能在不同阶段的设定范围内稳定运行。

产权归属、利益分配：1.项目知识产权归属：项目合作过程中所产生的全部知识产权（包括但不限于专利、商标等），将由合作双方共同享有全部权益。

2.项目利益分配：项目合作协议时间内，所产生的技术成果以及相关产品销售利润，由项目双方根据签订的合作协议规定比例，进行项目利益分配。

项目合作方式：委托研发
项目总投入：1300万元

发榜金额：500万元
发榜企业：合肥中航天成电子科技有限公司

联 系 人：李俊  18297917919

六、半导体功率模块芯片设计开发测试验证及流片

需求目标：IGBT模块是新能源汽车中电控单元的核心器件，其成本占电控单元的15%-40%之间，目前作为新能源汽车核心组件的汽车功率模块严重依赖进口，无法有效国产化，制约了新能源汽车的发展进程。本项目需求解决目前市场上功率半导体模块难点，包括1.多芯片集成工艺；2.国内上游芯片产业链资源少，成本高；3.产业链下游国产器件应用数据少；4.芯片参数的设计折中，并联特性，均流特性；5.制造过程中一致性的管控与连接的可靠性；6.建模，仿真计算和测试验证；7.单个模块价值较高，不可修复性，良率控制；8.工艺要求较高，既要去除人工操作，又要保证能够自动化柔性切换。

现有基础情况：公司拥有2000平方米无尘智能化制造车间，现代化办公区域800平方米，实验室面积1200平方米，配备世界顶尖的功率半导体封装、测试设备及自动化制造解决方案。公司目前产品类型主要包括：IGBT系列，IGBT+SBD系列以及SiCMOSFET系列产品，工业级项目共8个，4个项目实现量产。IGBT模块产品的电压等级涵盖600V-1700V，电流等级涵盖75A-1400A，产品主要应用于新能源汽车、光伏发电、电机驱动、电源应用、风力发电等领域。目前DriveED3、DriveZ62、DriveE3、DriveP3、DriveZ1W五款产品已经量产并被批量采购，覆盖了工业变频、工业电源、新能源大巴车和商用车等领域。

对揭榜方要求：揭榜方为新型电力电子芯片研发企业，能够按照公司界定的半导体功率模块芯片的基本标准，完成IGBT芯片（1200V，150A）、FRD芯片（1200V，150A）设计开发测试验证及最终批量流片，实现优质IGBT的创制，产品品种规格和性能参数满足项目要求，项目实施满足产业化规模要求，得到双方认可的半导体功率模块芯片，完成高耐压、大电流、高速度、低压降、高可靠、低成本的开发研究。

希望揭榜方是一家专注于IGBT、FRD等新型电力电子芯片研发的企业，具有丰富的国际和国内头部IGBT设计和工艺整合经验，能够完全掌握微沟槽IGBT技术。注重芯片设计与应用相结合，产品方向为工业级及汽车级应用IGBT、FRD芯片，致力于中国新能源功率器件产业化。相关的专家和团队具有丰富的芯片设计开发经验，研发团队专业能力、科研条件满足项目要求，能协助我公司项目在IGBT芯片设计开发测试验证及流片等方面，整合资源，加快项目的推动。尤其在新基建、新能源、物联网等核心业务领域，具有行业领先的自主研发技术。

产权归属、利益分配：同意本项目采用风险共担、收益共享模式进行研发合作，研发费用由发榜方以资金方式投入，揭榜方以攻克关键技术问题、知识产权产生的方式投入。1.研发过程中产生的项目知识产权归属的两个原则：一方独立创造产生的项目知识产权归该方所有；双方共同创造产生的项目知识产权归双方共有，联合申请专利时，优先双方协商处理，若均无特殊要求，则申请单位和发明人排名按照实际贡献大小排序方式进行；2.论文发表：单独将本方完成部分的研究成果以论文形式单独发表；联合发表论文时，优先双方协商处理，若均无特殊要求，则完成单位和论文作者排名按照实际贡献大小排序方式进行；3.成果报奖署名：优先双方协商处理，若均无特殊要求，则完成单位和完成人名单按实际贡献大小排序方式进行。

项目合作方式：委托研发
项目总投入：1500万元

发榜金额：900万元
发榜企业：合肥中恒微半导体有限公司

联 系 人：周恒明  18119680713

七、高速信号采集和信号处理板卡

需求目标：高速信号采集和信号处理板卡成品 

技术指标：（1）通道：2 路 

（2）采样精度：16bit 

（3）采样频率：1G 

（4）数量处理方式：FFT 变换/200 区间；10KHz 

（5）温度范围：-40℃至＋65℃环境温度

（6）最大功耗低于 20W

现有基础情况：拥有 2000 余平的研发场地，并配有相关的实验室2个； 年均研发经费稳定在1000余万；拥有学历及技术水平高的硕博研发团队及经验丰富的外部专家；持续开展产学研，与高校院所的合作与联系紧密。

对揭榜方要求：具有较高电子电路和信号处理研发水平的企事业单位；团队成员不低于两名博士。近三年未发生重大安全（含网络安全、数据安全）、质量、环境污染等事故以及偷漏税等违法违规行为。

产权归属、利益分配：产权归属于安徽科创中光科技股份有限公司；与揭榜方通过协商等方式确定相关利益的分配。

项目合作方式：委托研发
项目总投入：1200万元

发榜金额：1200万元
发榜企业：安徽科创中光科技股份有限公司

联 系 人：曹开法  18009697377 

八、基于新能源汽车和智能网联汽车电驱SiC功率芯片的研发与产业化项目

需求目标：高阈值电压\低导通电阻\高击穿兼顾的设计。

（1）碳化硅功率MOSFET的高阈值、导通电阻与功耗是主要的矛盾，需要实现性能-功耗综合优化；

（2）对于SiC平面MOSFET结构，如何实现高阈值的情况下，同时实现降低导通电阻；

（3）新型沟槽MOSFET结构也是实现高阈值且保证导通电阻降低的有效且重要的技术路线，但是需要稳定的沟槽刻蚀技术和有效的栅氧化层可靠性保护。

成果形式：申请发明专利5项，集成电路布图设计5项，最终形成基于新能源汽车和智能网联汽车电驱SiC功率芯片新产品，满足市场需求。
技术指标：预期1200V SiC MOSFETs能够实现工作电流150A，击穿电压1200V，平面结构特征导通电阻7mΩ.cm2，沟槽结构特征导通电阻4mΩ.cm2。

现有基础情况：公司目前正在加大研发力度做Trench SiC器件的设计开发（Trench工艺可以实现FOM降至0.26Ω.mm2）。通过器件结构优化、终端结构设计以及工艺优化，解决了大面积器件终端及源区电场均匀性场调制问题，制备了1.2 kV-2 kV耐压等级SiC SBD，器件指标接近4H-SiC材料单极极限。公司已有研发投入资金方案，计划该项目总投资2000万元。计划揭榜方金额1000万元。截止目前，该项目已投入约50万元研发费用。

对揭榜方要求：省内985或211高校科研院所，有国内外知名企业工作背景，有抗辐照技术研究背景、长期从事硅和第三代半导体诸如GaN和SiC技术的各种功率半导体器件与电路等方面的研发、应用、产业化和教学工作的专家。

产权归属、利益分配：揭榜方在合作协议下为发榜方编制的任何研究、报告或其他资料、图表、软件等及随附其上的相关权利应属于并保持为发榜方的资产，发榜方拥有完全的所有权和使用权，包括但不限于占有、使用、收益、处分的权利。未经发榜方授权或书面同意，揭榜方不得擅自使用或对外公开。因本合同及其实施产生的著作权、专利权等知识产权及所有其它权利应归发榜方独家所有，未经发榜方书面同意，揭榜方不得在任何场合以其名义在合同成果中署名。

项目合作方式：委托研发或联合研发
项目总投入：2000万元

发榜金额：1000万元
发榜企业：合肥艾创微电子科技有限公司

联 系 人：赵园园  17607020711

九、变频氦气涡旋压缩机开发

需求目标：对标日立公司S505DHV氦气涡旋压缩机，开发氦气工质专用变频涡旋压缩机。
成果形式：氦气工质专用变频涡旋压缩机设备。
现有基础情况：1.近20年氦气涡旋压缩机使用经验，对氦气涡旋压缩机的技术需求比较明确，对氦气涡旋压缩机和常规涡旋压缩机的结构及性能差异有一定认识；2.具备氦气涡旋压缩机实验测试能力；3.单位有在研国家重大专项，经营业绩良好，资金保障能力较强。

对揭榜方要求：1.具备涡旋压缩机研制和批产能力的科研院所或生产企业；

2.具备涡旋压缩机实验测试能力和可考性测试平台，并可以提供至少3个月的可靠性测试报告；

3.核心开发团队技术开发水平国内领先。

团队核心人员有艾默生、日立等品牌压缩机开发经验的企业优先考虑。

产权归属、利益分配：1.项目开发的涡旋氦气压缩机产权归揭榜方所有；

2.揭榜方开发的产品产能应优先保证我司需求；

3.项目完成后1年内，项目产品仅可以独家供应给我司；

4.项目开发产品销售给其它公司，需经过我司书面同意，且价格不低于销售给我司的1.3倍。

项目合作方式：委托研发
项目总投入：750万元

发榜金额：550万元
发榜企业：安徽万瑞冷电科技有限公司

联 系 人：汪娇  13866743226

十、功率半导体碳化硅器件动态参数测试系统

需求目标：1、针对功率半导体碳化硅器件动态参数测试技术展开技术攻关，研制高精度低杂感的功率器件动态特性关键测试设备。2、针对碳化硅MOSFET测试设备的缺点以及难点，需要突破难点和技术解决的价值意义如下：碳化硅器件的测试回路阻抗模型构建，为行业内测试技术方案改进提出理论基础；主功率回路寄生参数抑制、结构及夹具优化,提高测试的准确性，为国内建立碳化硅测试技术标杆；多调节自由度数字控制门极驱动方案研究，掌握国际领先的碳化硅动态测试核心关键技术。

成果形式：满足技术指标的功能验证的2000V/3000A功率半导体碳化硅器件动态参数测试系统原型样机1套；发明专利不少于5项；高水平论文不少于2篇。
技术指标：研制的2000V/3000A半导体碳化硅器件动态参数测试系统设备,其关键技术指标完全达到国外同比产品。

现有基础情况：公司2018年开始功率半导体测试技术的规划，目前针对硅IGBT的动态特性、静态特性测试及功率循环测试系统已成功研发并推向市场，同时高压器件的动静态测试系统正在加紧研发中。

目前设计完成的机型为1500V电压等级，3000A电流等级的IGBT动态测试设备，对于下一步研制SiC测试设备奠定了基础。功率半导体碳化硅器件动态参数测试系统项目目前需求设计已经完成，正逐步建立产品应用测试试验场地和团队。

该项目是公司战略规划重点发展方向，借助上市公司的平台效应和资源优势，全面对标进口产品、充分资金保障该项目研发。

对揭榜方要求：1.揭榜单位有省级以上研究平台和博士研究团队，已建成有完善的功率半导体器件封装测试研究实验室；具备面向下一代功率半导体器件的可靠性测试重大平台，满足车规级半导体器件的测试项目，满足宽禁带器件的高开关速度测试关键设备。揭榜团队需要拥有具备国际水平的电力电子测量仪器包括：网络分析仪、1GHz/8通道示波器、2kV直流电源。

2.团队具有功率器件可靠性研究基础，参与过可靠性相关标准的制定工作。技术带头人具有多年从事功率半导体器件封装研究经验，曾在目前掌握先进宽禁带器件技术的国外公司如英飞凌、ROHM、CREE等工作研究经历，对功率器件的特性和测试过程熟悉，所开发产品被目标客户包括国内外行业领军企业如中车时代半导体、英飞凌、CREE应用。

3.团队具备多年功率半导体模块设计、工艺和可靠性研究经验；熟悉车规级器件特性，对各大国际整车厂和一级零部件供应商如博格华纳、台达、德国大陆等有过丰富的技术支持经验。

产权归属、利益分配：1.成果管理：严格遵守保密法规，揭榜单位与发榜单位签订保密协议，项目执行期的知识产权与科研成果涉及国家机密的，严格遵照《中国人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》及相关规定实施管理。

2.产权归属：揭榜方完成揭榜项目任务所提供的样机、产品设计数据、源代码产权归发榜方所有，发榜方享有独立申请专利、发表学术论文的权利。

在不影响项目的专利申请或其他知识产权保护的前提下，项目产生的学术报告、论文和专著在进行对外发表时，标注所属项目经费资助名字、发榜方单位和计划项目编号。

3.权益分配：知识产权共享，揭榜单位在完成所分配的项目任务过程中形成的专利成果等知识产权，由发榜方双方共同拥有。

揭榜单位对相关的技术资料、图纸、研究动态、工艺条件、商业秘密提供必要的保密措施，除非发榜方同意，否则不得向其他方公开与销售。

经济利益分配，发榜单位按照《合肥市科技重大专项“揭榜挂帅”项目实施方案》等相关规定，以揭榜金额购买揭榜方的揭榜项目成果。

其他合作权益分配按国家有关规定执行，双方经协商，合同约定。

项目合作方式：委托研发
项目总投入：780万元

发榜金额：600万元
发榜企业：科威尔技术股份有限公司

联 系 人：伍芳  13855643588

十一、应用于显示设备驱动芯片的封测生产线

需求目标、技术指标：面向高清显示设备、车载显示设备、AI 显示设备等领域的驱动芯片的应用，基于双面柔性基板覆晶封测技术的驱动芯片，研发双面柔性基板的设计技术，解决引脚间距≤16um，引脚数目≥1500 个的技术关键点，实现具有自主知识产权的双面柔性基板的设计能力，达到国际先进、国内领先水平；研发芯片与柔性基板的覆晶技术、封装技术，解决引脚接合间距≤16um 的覆晶技术，封装成品厚度≤0.5mm 的技术关键点，实现基于双面柔性基板覆晶封装的驱动芯片产品，达到国际先进、国内领先水平；研发低温 ChipProbing 及 Final test 技术，解决≤-40℃的低温 Chip probing 测试，≤-40℃的 Final测试的技术关键点，实现低温环境下的产品测试、筛选能力，达到国际先进、国内领先水平。

现有基础情况：封测线已初具规模，设备采购中，拟建成批量化封测线，完成封测，研发一体的完整产线。

对揭榜方要求：1.拥有封测行业经验;2.拥有自动化产线建设经验收;3.拥有省级以上科技项目申报经验。

产权归属、利益分配：该项产权及依托项目开展的研发、技术改造所实现知识产权、过程中购置的设备、研发器具等，归我公司所有，揭榜方提供方案服务、服务咨询所产生的费用等由双方约定。

项目合作方式：委托研发
项目总投入：5000万元

发榜金额：800万元
发榜企业：合肥通富微电子有限公司

联 系 人：贾菲  18130039987

十二、XXXX先进封装与测试开发

需求目标：DDRX先进封装与测试开发。包括2GB容量4800Mbps速度的DDRX单颗晶片颗粒封装，3D IC集成技术研发。
成果形式：国产高容量DDRX模组产品和3D IC集成技术研发

技术指标：略

现有基础：略

对揭榜方要求：

（1）企业资质：国家重点集成电路企业名录中，财务状况良好。

（2）合作意愿：具有较强的合作意愿，并为之付诸努力。提供厂房，设备以及研发人力等资源，最大程度满足长项目开发进度、产品质量等需求。

（3）人才构成：DDR先进封装团队等。

（4）设备需求：略

（5）材料研究：团队需要有底部填充材料的研究，具体要求略。

（6）管理系统：具有良好的物料可追溯性系统。
产权归属、利益分配：在研发过程中，长鑫与揭榜方联合技术攻关所产出的知识产权等，产权归其中一方所有，以协商方式按照数量进行平均分配。未来将优先同揭榜方建立长期合作关系。

项目合作方式：合作研发
项目总投入：1300万元

发榜金额：1000万元
发榜企业：长鑫存储技术有限公司

联 系 人：宗茜茜15255189696

部分指标内容不便对外公布，意向揭榜单位可与公司联系，单独提供。
十三、新一代高精度色选专用芯片

需求目标：1.色选图像识别不仅要对物料整体特性进行识别，而且要对物料特定位置的色斑、形状、缺陷进行识别；

2.解决色选物料识别的内容包含像素级别的色斑和缺陷识别；

3.因为色选物料是广泛交叠，只有完成像素级目标分割才能有效完成特定位置缺陷识别;
4.通用深度学习工具要满足像素级别的分割、识别和物料特性分析，生成的模型复杂度非常高，加上色选过程中产生的海量高分辨多光谱色选图像数据，目前各类嵌入式深度学习计算芯片均无法满足色选机实时性要求。

对揭榜方要求：有能力承担项目研发的单位。
产权归属、利益分配：项目所产生知识产权及成果属于我司所有。
项目合作方式：委托研发
项目总投入：540万元

发榜金额：500万元
发榜企业：安徽捷迅光电技术有限公司

联 系 人：魏学亚  18725521012

十四、低游离聚氨酯预聚体的合成技术

需求目标、成果形式及技术指标：集成电路芯片CMP抛光垫的设计与开发，使用性能达到或超过国外相关产品的性能。

1.NCO值在6-8.5%的低游离聚氨酯预聚体的合成工艺（目前国内已有原料制造商研发成功）；

2.发泡设备的选型和工艺流程的设计；目前正在对进口设备的选型和国产设备的研制；

3.切片设备的设计及制作。我公司于2008年即已研发成功，可用于中低精密度抛光垫的切片成型。在此基础上与相关设备生产企业进一步合作研发高精密度的切片机床，使生产的抛光垫厚度控制在±0.03mm精度。

现有基础情况：主要生产聚氨酯拋光片系列产品，产品现阶段主要应用于手机玻璃、视窗玻璃、光学玻璃、车载玻璃及部分蓝宝石衬垫片等表面的研磨及抛光，主要服务于蓝思科技、伯恩光学、富士康科技、长信科技、京东方、沃格光电、盛诺电子等知名企业。现拥有各项发明专利15项。2014年“聚氨酯抛光片”获得安徽省经济与信息化委员会颁发的新产品证书。

对揭榜方要求：选择有一定研发能力的聚氨酯原料生产科研单位，投入力量研发生产用于CMP抛光垫的低游离聚氨酯预聚体，彻底解决进口原料卡脖子的问题。

产权归属、利益分配：均属合肥宏光研磨科技有限公司。

项目合作方式：合作研发
项目总投入：8000万元

发榜金额：500万元
发榜企业：合肥宏光研磨科技有限公司

联 系 人：孔维洪13805513213

十五、基于国产车规40nm工艺的内嵌闪存的高性能MCU开发以及产业化

需求目标：完成一款基于12寸晶圆、车规级40nm或以下 eFLASH工艺的车规级MCU设计、生产、封装与测试，并且通过AEC-Q100 Grade-1认证，满足ISO26262 ASIL-B功能安全等级。MCU采用ARM Cortex M4F内核，主频大于120MHz, 程序FLASH 2MB, Data FLASH 128KB，工作电压支持3.3V和5V。 

揭榜方在2023年12月31日之前完成12寸晶圆、车规级40nm或以下 eFLASH工艺的开发，并向发榜方提供PDK库，在2024年9月31日之前完成大规模生产准备，相关技术指标接近台积电与格罗方德40nm工艺。

成果形式：完成一款基于国产40nm车规工艺的高性能MCU的设计、生产，并通过AEC-Q100测试，实现大批量生产。MCU采用ARM M4F内核，主频达到120MHz以上，程序FLASH为2MB，数据FLASH为128KB,满足ISO26262 ASIL-B功能安全等级，6路CANFD, 144引脚。
技术指标：略
现有基础情况：公司已经成功开发了基于ARM M0+和M4F两款车规级微控制器。经过这两款微控制器的开发，智芯已经掌握了40nm车规级MCU设计与测试相关的技术，并且产品的良率已经接近国际先进水平。

公司搭建了完整的RTL仿真，DFT设计，数字电路综合，布局布线，版图设计及电路后仿等从前端到后端的数字电路设计、SoC集成及仿真，以及数模混合电路仿真的设计开发环境。拥有高精度数字可编程电源，示波器，ESD设备，高低温测试温箱等实验室设备。

公司拥有发明专利2项，软件著作权12项。计划在未来三年内，每年至少投入2亿元用于新产品的开发，完善和优化产品线，其中用于汽车MCU开发的资金比例为70%。

对揭榜方要求：主营业务与智芯半导体没有竞争关系；总部位于中国大陆，并在中国大陆拥有自有12寸晶圆生产厂；具备90nm （包括）以下 FLASH MCU的生产工艺；可以提供一年2次的MPW服务；可以提供MCU设计所需要的设计服务文档包括Standard cell；具备全面完善的质量及可靠性保证与控制系统，具备用于产品失效分析、良率提升、可靠性验证与监控、设备校准的实验室、设备以及相应的技术人员；技术研发过程中有完善的可靠性计划，并可以向客户进行展示；生产过程中对产品可靠性进行监控，并可以向客户进行展示；对原材料和晶圆出货进行严格的品质控制，并可以向客户进行展示；具有完成的数据库，对晶圆的生产和出货客户以及数量可以进行追溯；可向智芯提供实时的生产数据，包括晶圆WIP、光掩模WIP、LOT历史数据；对产品生产过程中具备良率分析和改进的计划、条件和能力；满足智芯的产能需求，不少于300张晶圆；可向智芯提供实时的物流信息查询服务；按照双方协定的交货协议准时交货；满足IOS9001质量体系、IATF16949质量体系；为智芯提供的产品或技术没有任何知识产权纠纷；智芯向揭榜方提供的Mask,必须受到严格的知识产权保护、揭榜方应具备相应的知识产权保护的策略、机制和能力，并通过智芯的审核。

产权归属、利益分配：项目最终的研究成果包括以下几类：

1.基础理论成果，是指在基础研究和应用研究领域取得的新发现、新知学说，其成果的主要形式为科学论文、科学著作道、原理性模型或专利等；

2.应用技术成果，是指在科学研究、技术开发和应用中取得的新技术、新工艺、新产品、新材料、新设备，以及计算机软硬件等；

3.软科学成果，是指对科技政权策、科技管理和科技活动的研究所取得的理论、方法和观点，其成果的主要形式为研究报告。

针对以上研究成果，本项目的知识产权归属、成果管理及合作权益分配按国家有关规定执行，具体分配方案如下：

（1）发榜方与揭榜方在申请本项目之前各自所获得的知识产权及相应权益均归各自所有。

（2）在项目执行过程中，各方应对项目执行过程中产生的科技成果（发表论文、申请专利和软件著作权等）按下列方式采取知识产权保护措施：

①根据项目任务分工，在各方的工作范围内独立完成的科技成果及其形成的知识产权归各方独自所有。

②因项目需要，各自向对方提供的未公开的、或在提供之前已告知不能向第三方提供的与本项目相关的技术资料、数据等所有信息，包括但不限于各自所有或合法拥有的任何计算机程序、代码、算法、公式、过程、观念、图表、照片、制图、设计、产品、样品、发明创造（包括发明、实用新型和外观设计，无论是否获得专利）、技术秘密、版权、商标、产品研发计划、预测、策略、规范、实际或潜在商业活动的信息、客户与供应商名单、财务事项、市场营销计等技术、商务上的信息等。未经提供方同意，不得提供给第三方。

③在项目执行过程中，由各方共同完成的科技成果及形成的知识产权归相关参与方共有。未经其他各方全体同意，任一方不得将各方共同所有的科技成果及知识产权转让、授权给第三方、作为出资或进行质押、设置其他任何权利负担。一方声明放弃其共有的专利申请权的，可以由另一方单独申请或者由其它各方共同申请。合作各方中有一方不同意申请专利的，另一方或其它各方不得申请专利。

④共同完成的科技成果的精神权利，如身份权、依法取得荣誉称号、奖章、奖励证书和奖金等荣誉权归完成方共有。

⑤各方对共有科技成果及知识产权实施许可、转让专利技术、非专利技术等而获得的经济收益由双方协商后共享。

项目合作方式：合作研发
项目总投入：7000万元

发榜金额：1200万元
发榜企业：合肥智芯半导体有限公司

联 系 人：刘庆  15755108960

十六、宽禁带器件智能门级驱动芯片研究

需求目标、成果形式、技术指标：宽禁带器件智能门级驱动芯片用来驱动SIC/GaN等宽禁带器件，能够支持800V/400V系统，为给当前主流微控制器供电芯片，能输出多路电压，可供电Arm/Tricore等主流微处理器内核架构，具备故障监控和故障处理功能，满足ISO26262功能安全要求ASIL D。交付可量产芯片；提供规格书、应用笔记、DFMEA、FMEDA、Safety manual等。

现有基础情况：当前主流汽车级门级驱动芯片为国外公司垄断，蔚来汽车电驱动部门对该芯片的应用已经比较熟悉。期待和国内半导体厂商一起定制出国产可靠门级驱动芯片。

对揭榜方要求：要求校企合作联合揭榜。对高校要求：具备车载电机控制器的设计开发能力；具备门极驱动芯片的验证测试能力。对企业能力要求：具备ISO26262功能安全流程体系认证；具备功能安全芯片开发能力；具备AECQ汽车产品流程体系认证。

产权归属、利益分配：由合作双方或多方协商后，以协议形式约定产权归属、利益分配等要求。

项目合作方式：联合研发
项目总投入：1250万元

发榜金额：1000万元
发榜企业：蔚来动力科技（合肥）有限公司

联 系 人：李军  18655333900

十七、集成电路高精密套刻检测光学系统研制及应用

需求目标：研发配置一套能够用于集成电路前道生产设备使用的，高精度套刻检测光学系统一套，及测试台一套（并配套适配软件及算法）。为保证亚纳米测量精度，除了需要满足MTF外，还需要关注波像差大小，特别对于奇像差，如慧差，需要单独控制。

成果形式：1.硬件：高精度套刻检测光学系统一套，测试台一套；2.软件：光瞳性能评价软件一套，测焦软件一套，测试台测试软件一套；3.论文专利：发明专利1篇，论文1篇。
技术指标：对标国外同等机台水平

光谱范围：440-830nm          照明均匀性：≥90%

照明相对远心：≤10mrad       照明光瞳平衡性：≤5%

波像差RMS：≤50nm            慧差：≤30nm

焦面测量重复性：≤50nm

现有基础情况：目前已经搭建了一套原理装置，完成初步的原理装置性能测试验证，并初步结合套刻性能完成了一轮需求迭代，识别了目前光学系统的核心技术点对套刻性能的影响。

（1）开展进行了光学系统搭建和测试，并利用该物镜进行了相关性能测试，完成了性能数据收集以及其对套刻精度的影响测试；初步评估，目前光学系统距离先进制程工艺节点需求仍有差距；

（2）基于现有焦面调整纳米运动平台，完成了对测焦技术的原理验证，初步得到了100nm左右重复性的焦面测量水平，但目前整体平台刚度较弱，结构模态低，导致套刻测量过程中，稳定时间长，无法满足套刻产率要求。

对揭榜方要求：揭榜方为光学工程与精密机械，半导体设备制造等领域。需具有承担国家及省部级科研任务的基础条件和成功案例。具备精密光学仪器设计研发及制造能力，具备半导体制造检测设备研制的成功案例。

揭榜方需提供研制所需的检测设备，例如定心仪、光学干涉仪、MTF检测仪等；提供万级及以上洁净度的独立光学组件装配和测试场地；CNAS检测认证，拥有光电探测器相对和绝对光谱响应度标准装置；提供独立的配备不少于15人团队，专业涉及光学、机械、电子、软件和算法等多学科的研制队伍，对应专业领域正高级人才不少于2人，副高级人才不少于5人，博士、硕士学历以上的研发人员超过10人。

产权归属、利益分配：项目开发中所产生的知识产权归属发榜方所有；项目开发过程中所产生的产品硬件归发榜方所有，用于进一步产品验证；而测试平台、生产设备等，归揭榜方所有，用于后续持续迭代优化开发。具体方案可后续双方商议确定。

项目合作方式：合作研发
项目总投入：1200万元

发榜金额：1200万元
发榜企业：合肥御微半导体技术有限公司

联 系 人：陈传杰  18715161994

十八、触控芯片和算法及零贴合技术研究

需求目标、成果形式、技术指标：

（一）功能指标

1.中大尺寸多通道触控芯片（发射芯片1颗，接收芯片1颗），支持中大尺寸65-120寸显示屏。小尺寸触控芯片（发射接收集成1颗），支持5-55寸显示屏。芯片中包括触控数据采集处理算法的研究成果；

2.基于研发的触控芯片开发相应的控制板，可实现5-55寸，65-120寸显示屏的触控控制。触控包括纳米触控膜、纳米银触控膜、ITO触控膜；

3.零贴合工艺，缩小触摸屏Sensor和显示屏之间的隔离距离，小于0.05mm；

4.实现在小尺寸和大尺寸上的应用配置，小尺寸如32寸，大尺寸如86寸。

（二）性能指标

1.中大尺寸发射芯片数据通道数可达55通道以上，大尺寸接收芯片接收通道数大于136通道；小尺寸触控芯片发射通道可达20个通道，接收通道可达40；

芯片内数据处理算法支持参数自适应调整能力；

2.中大尺寸芯片平均运行功耗小于0.3W，最大功耗不高于0.5W，支持DC 5V供电。中小尺寸平均运行功耗0.1W，最大功耗不高于0.3W，支持5V或3.3V供电；

3.芯片支持工作温度-25°C～+70°C，工作湿度15%-95%（无凝结）；

4.控制板触控支持响应速度不低于120HZ报点率；

5.控制板支持供电USB5V供电及或单独5V2A供电；

6.控制板支持UART、双USB及无线WiFi或蓝牙等3路数据返回，至少含1路有线、1路无线数据；

7.控制板工作温度-10°C～+55°C，工作湿度15%-95%（无凝结）；

8.65-120寸触控精度小于2mm，55寸以下触控精度小于1mm；

9.控制板抗电磁干扰能力3级；

10.零贴合工艺支持可使用PMMA、PC、玻璃等透明材料，维修、拆解方便容易；

11.小尺寸和大尺寸控制板的初始参数设置和调整软件，界面友好，含自动调整和手动设置，均方便快捷，容易使用；

12.平均无故障连续工作时间不低于200小时，自动侦测误触控识别时，自动调整参数；

13. 控制板带自动侦测跳点功能，识别后自动修正参数，若一定时间内再次侦测到跳点，则自动关闭触控，并反馈维修。

（三）成本指标

控制板产品价格大尺寸不高于200元/台套，小尺寸不高于120元/台套，根据芯片使用适当定价。芯片价格大尺寸多通道不高于35元；小尺寸不高于20元。

现有基础情况：目前能做到2mmPC隔离贴合工艺，前期对触控相关电路机理、算法、芯片的相关方案做了一些准备工作，并开发出了一系列不同功能的控制板。打下了一定的理论基础。零贴合工艺产品一直也在生产中，前期对技术研发共投入资金2000多万，投入人力20人/年。

对揭榜方要求：国内高等工科院校及其研究院、从事触控芯片算法研发及大尺寸商显生产的相关企业。专家及团队属于电子设计或半导体芯片设计领域，由教授级专家带队研发，团队具有在模拟电路、数据采集、滤波、微弱信号采集和处理等方面的经验。对于零贴合技术开发的合作企业，在电子设计、贴合工艺方面具有相关研发和生产经验。

产权归属、利益分配：研发期间所产生的专利、著作权等知识产权归发榜方所有。研发中所使用到的其他专利技术或知识产权，采取购买使用权的方式。研究成果在发榜方从事的产品领域所产生的利益归发榜方，研究成果在发榜方从事的产品领域之外所产生的利益归揭榜方。

项目合作方式：委托研发
项目总投入：1200万元

发榜金额：1000万元
发榜企业：安徽泛普信息科技有限公司

联 系 人：王楠  13856954524

十九、新型动力电池冷却—消防一体化的技术开发和应用

需求目标：本项目应为非醇类冷却液，具有优异的低温流动性、导热性和金属耐腐蚀性，不会氧化产生腐蚀降解产物，具有灭火的辅助功能，且无毒环保（LD50>5000mg/kg），可以直排。可适用于电动汽车、储能 电站、风电、光伏等领域。                                                                                               

技术指标：

	项目
	 质量指标
	试验方法

	外观
	无沉淀及悬浮物、清亮透明液体
	目测

	密度（20.0℃）/(kg/m3)
	≥1300
	SH/T 0068

	冰点/℃
	≤-40
	SH/T 0090

	沸点
	≥102
	SH/T 0089

	pH值
	7.5～11.0
	SH/T   0069

	水含量
	≥50%
	

	玻璃器皿腐蚀(88℃±2℃，336h±2h)
	质量变化，
mg/试片
	紫铜
	±10
	SH/T   0085

	
	
	黄铜
	±10
	

	
	
	钢（304）
	±10
	

	
	
	铸铝
	±30
	

	
	
	铝3003
	±30
	

	泡沫倾向
	泡沫体积，mL 
	≤150
	SH/T   0066

	
	泡沫消失时间，s
	≤5.0
	

	铸铝合金传热腐蚀（135℃±1℃，168h±2h）
质量变化，mg/cm2
	±1.0
	SH/T   0620

	运动粘度（-30℃）/(mPa/s)
	≤10
	GB/T   265

	导热系数（20℃）/（W/m.K）
	≥0.45
	瞬态热线法

	生物降解性
	＞85%
	OECD301D（28）

	毒性试验
	通过
	附录A


现有基础情况：公司主要从事环保型表面处理技术、材料研发、生产。公司拥有较强的成果推广应用队伍，能为科技成果转化提供科学合理方案；同时能够提供成果转化所需的资金、场地、市场等配套条件。公司拥有较为完善的表面处理技术与产品研发、生产与检测平台，拥有实力雄厚的研发队伍、良好的科研环境和实验条件，课题组成员具有扎实的基础知识、丰富的相关研究和实践经验以及良好的科研素质，为本项目的研究和实施提供了资源保障。

对揭榜方要求：希望与新能源汽车行业新材料领域开发具有优势的科研院所、高校或企业开展合作。揭榜方应主持承担过国家级科研项目、拥有国家级科技创新平台，拥有行业权威资质和成熟业绩，设有专门负责科研管理工作的职能部门。揭榜方应有较强的研发实力、科研条件和稳定的人员队伍等，有能力完成发榜项目提出的任务。揭榜方能对技术目标需求提出攻克关键核心技术的可行方案，掌握自主知识产权。揭榜方应具备良好的科研道德和社会诚信，近三年内无不良信用记录。揭榜方应拥有新能源汽车冷却液新材料开发方面的关键技术，具有相关的知识产权无产权纠纷。

研发团队的要求：团队应长期从事相关领域的技术研究开发，具有良好的新能源汽车电池冷却液工作基础，在行业内具有国际声誉并形成一系列标志性技术成果，具有相关的专利技术和丰厚的技术积累。项目负责人及团队核心成员具有较高的新能源冷却液研究学术水平和创新能力，有投入项目实施的时间、精力保障，团队成员结构合理。单位、团队、成员具有良好的科研道德和社会诚信，近三年内无不良信用记录。项目负责人应为企业技术负责人或负责研发工作的高层管理人员，从事相关研究工作五年以上。

产权归属、利益分配：背景知识产权（指揭榜之前为某一方所有，约定在项目研究过程中加以使用的知识产权或者是在技术攻关过程中，经各利益方协商同意，某一方提供其单独享有的在揭榜协议之外产生的知识产权）的权利归属不会因为“揭榜挂帅”合同的签订而受到任何影响。但在合作存续期间，另一方有将对列入合同中的背景知识产权具有非独占、不可转让、不可分许可且免使用费的权利。同时需要注意的是，合同各方所提供的背景知识产权数量以及提供方对背景知识产权的权利担保责任。一般来说，某一方因提供了合同约定的背景知识产权，但该权利存在瑕疵，提供方需承担所造成损失。

研发过程中产生的项目知识产权归属：一方独立创造产生的项目知识产权归该方所有；双方共同创造产生的项目知识产权归双方共有。如果一方认为对项目知识产权的付出比对方的付出要多，则可以通过谈判争取对项目知识产权有更大的控制权。在合同生效期间，对项目知识产权的改进或二次开发产生的权利仍然属于项目知识产权的原始方。合同期满或终止后，任何一方对项目知识产权进行的改进或二次开发（不论该项目知识产权是属于一方单独所有还是共同所有），其权利归属于改进或开发方。

项目合作方式：合作研发
项目总投入：1200万元

发榜金额：1200万元
发榜企业：合肥华清方兴表面技术有限公司

联 系 人：何园  15956911638

二十、智能网联汽车驾驶人接管能力训练关键技术和考评系统及设备研发

需求目标：通过开发面向智能网联汽车的驾驶人接管能力的关键技术，对人机共驾车辆驾驶人进行科学的接管能力训练；并以接管能力评价指标集、采集方式与接管有效性判定方法为基础，形成智能网联汽车驾驶人评测系统与考试成套设备，技术难点：接管行为及姿态分类特征集、接管姿态指标采集及判定技术、接管有效性判定指标及技术、接管能力提升训练方法与综合评价技术、接管能力评测系统及设备开发。推动驾驶人接管能力量化标准的形成，形成一套具有普适性的驾驶人接管能力提升方法，降低人机共驾安全隐患。

成果形式：构建智能网联汽车驾驶人接管行为及姿态分类特征集；攻克接管姿态指标采集及判定技术，提出接管有效性判定指标及技术、接管能力提升训练方法与综合评价技术，并完成工程化验证；研发接管能力评测系统及设备一套；申请专利和软著10项；培养研究生5人。
技术指标：接管能力训练提升方法有效性达到95%以上；接管有效性判定方法准确率达到98%以上；接管姿态与接管行为过程采集综合准确率达到95%以上；接管能力评分处理时间小于30s；支持单考场同时接入用户数量30个以上，支持多用户并发提报；支持多种、多类接管场景，具有场景定制功能；支持接管能力评分，任务需求、接管场景的2D、3D显示。
现有基础情况：公司已针对本发榜项目将总体事项列为近中期核心研发项目，组成研发架构并明确智慧交通事业部牵头，抽调两位参加公安部“智能网联汽车运行安全测试车载终端技术条件”起草工作的技术专家加入，开发部提供技术支持，其他部门全力配合。目前已搭建技术团队共计20余人，根据未来市场情况，对核心需求和技术进行梳理，形成了本项目的具体理论基础需求和应用拓展需求。已投入使用的研发产业化基地占地2.2万平方米，其中研发试验场地8000平方米。近年来，每年研发投入为1000余万，计划未来主要投入至本项目开展理论探寻与应用研究。

对揭榜方要求：揭榜方应为高校或科研院所，其中高校应具有交通与汽车相关学科，具备较强科研实力和省级及以上平台，同时考虑项目的实施与协调沟通，高校应具备本地化服务能力；科研院所应在驾驶人训练和考试领域具有较强的研究基础，负责或参加相关技术标准制修订，并具有自动驾驶辅助功能汽车典型交通事故的调查研究经验。可以进行联合揭榜，但联合单位需满足上述要求。

专家团队应属于交通运输工程和车辆工程领域，在智能网联汽车、人机共驾领域具有深入和扎实的研究基础。专家团队需具备以下水平或基础：（1）承担过人机共驾相关的基础研究项目不少于5项，其中国家级至少3项；（2）在驾驶人行为领域发表国内外顶级期刊高水平论文至少20篇，研究成果具备一定的应用基础与应用案例，并获得过省部级及以上奖励；（3）负责人为教授和博导，承担过与人机共驾中驾驶行为相关的基础科研项目，具备较强的科研能力；（4）主要研究人员应为副高及以上职称和博士学位，并不少于6名。

揭榜方具备实测仪器设备，如驾驶模拟器（具备自动驾驶功能）、生理心理测试仪、眼动仪及其他驾驶人行为反应生理测试仪器等。专家团队具备使用上述实测仪器的经验和成果支撑。

产权归属、利益分配：相关知识产权归发榜方和揭榜方共同所有，并根据研发过程中的贡献大小确定产权排名。由本项目知识产权转化的经济利益，由转化过程中投入方所有。

项目合作方式：合作研发
项目总投入：600万元

发榜金额：600万元
发榜企业：安徽三联交通应用技术股份有限公司

联 系 人：单记礼  17756015127

二十一、高性能超宽输入电压矿用高功率充电模块研究及应用

需求目标：研发一款高性能超宽输入电压矿用高功率充电模块，填补目前矿用领域新能源汽车的充电技术空白。

成果形式：提供样机2-3套，上位机数据标定软件1套，配套监控和管理系统平台软件1套。
技术指标：

1.三相交流输入：

1.1 输入电源制式：三相+PE

1.2 额定电压：(380～1140)Vac,允许下浮20%，上浮10%

1.3 功率因数：≥0.99

1.4 THD：≤3％ 

电压纹波因数 峰-峰值纹波电压 ≤1%（0～20MHz）

2. 直流输出：

2.1 电压范围：(50～1000)Vdc，根据CAN报文数字可调可控

2.2 电流范围：0～105A（60kW，分段输出），根据CAN报文数字可调可控

2.3 额定电流：105A@60kW（限流点可配置）

2.4 稳压精度：＜±0.5％

2.5 稳流精度：≤±1％

2.6 负载调整率：≤±0.5％

2.7 电网调整率：≤±0.1％

2.8 启动超调量：≤±3％

3. 其他

3.1 效率：≥96.0％

3.2 均流：在10％～100％负载时，模块电流均流误差≤±5％额定输出电流内

3.3 温度系数（1/℃）：≤±0.01％

3.4 波特率：125/250Kbps，可配置

3.5 配套研发数据标定上位机

3.6 配套研发矿用监控和管理系统
现有基础情况：已完成项目前期调研，基本形成了项目研发的技术路线。组成了以董事长王连明为带头人的项目创新团队，涵盖软件工程、电气控制、电子电路、机械工程、新材料、新工艺等领域，可以为项目研发提供必要的协助。建立有新能源汽车模拟测试平台，可为验证项目的关键技术指标提供必要的支撑。

已完成210万元的投入，有600平米的工程院研发平台，研发人员21人，可为项目研发、验证测试提供必要的支撑。有新能源汽车模拟测试平台1套，测试负载2套，数字示波器、高温试验室、低温试验箱、CDS充放电柜等设备50余台套，可为项目研发与验证测试提供较好的支撑。

对揭榜方要求：有本领域技术研发积累，有专业的试验与模拟平台、专业团队成员不少于3人。

产权归属、利益分配：项目成果归属发榜单位，但研发过程中方向性的知识产权，归双方共同所有。双方将就知识产权的申报、归属及使用，订立详细、科学的协议，以共同遵守。项目产业化后实现的经济效益，归安徽卓越电气有限公司所有。安徽卓越电气有限公司将根据揭榜单位研发人员的具体贡献和后期参与程度，酌情给予适当奖励。

项目合作方式：委托研发
项目总投入：650万元

发榜金额：550万元
发榜企业：安徽卓越电气有限公司

联 系 人：王有锁  17756082018
二十二、基于新能源汽车的多能互联型车载电源关键技术

需求目标：实现国产化高功率密度的车载电源研发生产，解决芯片替代、集成化、磁集成技术、多能互联、OTA 等关键问题。

1.芯片替代。需要功率半导体、驱动 IC、信号调理 IC、通信 IC 等芯片实现国产化替代。部分暂未国产化的器件，需要通过分离器件搭建功能电路的方式解决部分芯片短缺问题；

2.集成化。需要将OBC、DCDC集成在一个腔体内，实现功率密度提升、降低成本；

3.磁集成技术。将谐振电感集成到变压器中，减小电源体积、提升功率密度、降低成本。同时，解决漏感参数难以控制一致性问题、优化设计磁性损耗；

4.多能互联功能开发。实现新能源汽车充电、作为储能部件与电网互动、为家用电池供电、为其他电动汽车充电；

5.国际化。兼容不同公共电网的电压和频率；适应不同国家的标准与法规，具体包括中国、美国，欧洲和日本等主要汽车市场；

6.支持 OTA 升级。根据江淮 CAN 刷新模块设计规范，实现车载电源稳定、安全、实时、可靠的程序升级。

成果形式：1.形成技术开发资料1套，包含技术图纸、软件、测试报告等；2.样机2套；3.形成专利及软件著作权不少于5项。
技术指标：本项目技术指标总体上优于国内外先进指标：

整机技术指标：车载电源国产化率100%；功率密度≥1.5KW/L；

车载充电机模块技术指标：输入电压90-264V；额定输出功率6.6kw；交流输入电源频率45~66Hz；高压输出电压200~450V；最高效率≥94%；输入PFC功率因数> 0.99/ 满载，>0.98/半载；输入电流谐波要求<4%/ 满载，<10%/半载；逆变功能V2L模式3.3KW，V2V模式6.6KW；

DCDC模块技术指标：额定输出功率2000W；输入电压额定320V，输入电压范围200-450V/DC；输出电压(9.6-14.4V)13.8±0.2V；峰值功率2400W@6min；最高效率≥95%。

现有基础情况：江淮汽车基于新能源全新平台需求，全新自主开发超融合多组合“九合一”系统，其主要包含驱动电机、驱动电机控制器、减速器、车载充电机(OBC)、DC/AC逆变电源、DC/DC电源、高压分配单元、超级快充及PTC控制器部件并高度集成，较现阶段市场主流车型系统实现重量降低20%，体积减少30%。

江淮汽车拥有一支专业化的团队，该团队由高级工程师牵头，分电机控制模块，机械设计模块，电机设计模块及充电业务模块深入开展研究工作，针对车载电源系统建立了测试台架并且具备黑盒测试的能力，目前“九合一”系统正处于 B 样开发阶段，驱动电机、驱动电机控制器、减速器、高压分配单元、超级快充及 PTC 控制器等部件研制已完成，技术状态已冻结；车载电源系统边界尺寸及对外接口等需求已冻结， 累计投入研发经费数百万元，后续仍将持续投入。目前江淮汽车暂不具备车载电源系统开发所需的高频电力电子电源类研发及生产能力，需寻求一家专业的电源研制企业进行联合开发，突破关键技术，实现车载电源的自主可控。

对揭榜方要求：揭榜方需要在新能源汽车电子类产品及电源领域具有深厚的专业背景，有丰富的研制经验，具备研发及产业化能力，同时能够在规定时间内完成样机研制工作并通过公司实际试验验证。具体要求如下：

1.同类业绩:揭榜方需具有新能源汽车产品生产加工经验及业绩，且不少于3项；（自2018年以来合同业绩为有效业绩，业绩案例以提供合同为准）

2.揭榜方资质及能力:为便于合作交流，仅限合肥本地区域；揭榜方注册资金不少于1000万元；上年度汽车电子产品产值超过5000万元；揭榜方拥有相关管理体系认证，产品已通过发达国家和地区产品认证，具备汽车、军工或医疗等行业高品质产品研发生产经验优先；获得国家高新技术企业或国家级技术创新示范企业等荣誉（有效期内）、具有省级及以上企业技术中心、工业设计中心平台优先；近三年研发费用总额均在1000万以上，上年度研发费用总额不低于1500万，占营业收入总额比重不低于5%；无科研严重失信行为记录和相关社会领域信用“黑名单”记录；

3.项目研发团队:揭榜方设计及实施能力强，在相关技术领域具有较高的科研水平，项目团队人员搭配合理，有专业的设计、仿真、集成测试、装调和丰富的同类产品研制生产经验；带头人具有5年以上直接经验，具有组织协调管理大型科研项目的能力，在项目中承担实质性任务，每年用于项目的工作时间不少于10个月；

4.实测要求:要满足项目中提到的所有技术指标。

产权归属、利益分配：依托单位与合作单位在申请本项目之前各自所获得的知识产权及相应权益均归各自所有，不因共同申请本项目而改变。因申请项目的需要，各自向对方提供的未公开的、或在提供之前已告知不能向第三方提供的与本项目相关的技术资料、数据等所有信息，包括但不限于各自所有或合法拥有的任何计算机程序、代码、算法、公式、过程、观念、图表、照片、制图、设计、产品、样品、发明创造（包括发明、实用新型和外观设计，无论是否获得专利）、技术秘密、版权、商标、产品研发计划、预测、策略、规范、实际或潜在商业活动的信息、 客户与供应商名单、财务事项、市场营销计划等技术、商务上的信息等，未经提供方同意，不得提供给第三方。因申请本项目的需要，各自向对方提供的相关信息，不构成向对方授予任何关于专利、著作权、商标权等知识产权的许可行为。

项目合作方式：合作研发
项目总投入：1250万元

发榜金额：1000万元
发榜企业：安徽江淮汽车集团股份有限公司

联 系 人：马道永  18856939116

二十三、AUTOSAR架构下的国产化基础软件研发及产业化

需求目标、成果形式、技术指标：1.完成符合AUTOSAR框架下的基础软件配置工具开发；

2.完成RTE、BSW、MCAL、CDD软件的开发并符合AUTOSAR 4.2.2及以上版本规范；

3.完成电池管理系统硬件设计及软件的集成、集成测试、软件负载率测试，HIL测试工作和行车验证。

现有基础情况：国创新能建有安徽省级企业技术中心。公司实验中心按CNAS标准管理，下设软件验证、硬件验证、环境可靠性、系统验证、PACK性能、EMC验证等六大实验室，具有各类测试实验仪器和设备百余台。公司制造中心现有生产车间面积2万余平米，已有全自动SMT贴片线、BMS组装线、线束生产线、PACK生产线等智造产线，已形成完善的电力电子产品以及储能PACK生产能力，采用MES系统进行全生命周期管理。

对揭榜方要求：中国科学技术大学、合肥工业大学等科研院所；新能源汽车与智能网联汽车领域相关科技型企业等。具有功能安全开发需求、AUTOSAR开发经验。

产权归属、利益分配：在项目执行过程中以需求方主导产生的科技成果及其形成的知识产权归需求方所有，需求方优先享有专利与软著的申请权、使用权、署名权、荣誉权和申请奖励权，揭榜方参与的工作有署名权；项目产业化权利归属需求方所有。

项目合作方式：合作研发
项目总投入：1300万元

发榜金额：500万元
发榜企业：科大国创新能科技有限公司

联 系 人：郑利  18655393063

二十四、新能源汽车轻量化车身智能产线与装备建设

需求目标：以新能源汽车车身轻量化应用为背景，对标国内外新能源汽车轻量化车身制造的先进技术，对新能源汽车轻量化车身制造的智能工艺与装备进行应用研究。

1.铝与异种轻型材料结构连接难点问题
（1）异种材料结构物理性能（如膨胀系数、力学性能）相异带来的连接耐久可靠性问题；（2）同种材料构件在不同温度下加工以及制造误差对紧固件装配质量的影响；（3）克服碳纤维材料各向异性和扩展性脆裂问题的连接技术难题；（4）铁与铝、复合新材料等轻质材料连接及其相关设计、试验技术规范研究。

2.车内隔音降噪和防水密封问题
3.轻量化生产过程成本及质量控制问题
现有基础情况：已在市场做过相关调研，承接客户新能源汽车全铝车身自动化产线项目，目前由一名博士做为项目带头人，带领40多名人员正在进行产线方案规划、机械设计、涂胶实验、铆接选型等相关研发生产工作；目前在铝与铝焊接铝电阻焊工艺、钢（0.7mm及以上）与铝板件（1.2mm及以上）SPR锁铆工艺两项工艺上取得技术性突破，已成功应用于蔚来汽车、奇瑞汽车与北汽新能源汽车车身；且我司前期投入了近百万的费用进行项目建设，用于相关设备购置、产线建设等。

对揭榜方要求：希望揭榜方为智能制造、新能源汽车领域的资深研究院所，能够配合我司解决上述三项问题；帮助我司完成新能源汽车车身轻量化智能产线与装备的建设，向我司提供在解决技术难点问题过程中的全部数据和全套资料，并能够分批次提供相关的研发成果。

希望揭榜方是一支专业的研发团队，项目领头人拥有资深行业经验，是智能制造、新能源汽车领域的行业专家，具有丰富的解决行业关键技术问题的经验，能够在新材料焊接工艺、自动化控制系统、质量提升、数字化信息采集等方面给予研发与支持，稳定并妥善的推动项目高效、持续施工。

产权归属、利益分配：双方同意本项目采用风险共担、收益共享模式进行研发合作，就共同参与研究新能源汽车车身轻量化自动化产线项目事宜，研发费用我司以资金方式投入，揭榜方以攻克关键技术问题、知识产权产生的方式投入，并对产权归属做出以下说明：

成果报奖署名：完成单位和完成人名单按实际贡献大小排序方式进行；

2. 论文发表：单独将本方完成部分的研究成果以论文形式单独发表；联合发表论文时，完成单位和论文作者排名按照实际贡献大小排序方式进行；

3. 专利申请：单独将我司完成部分的研究成果申请专利；联合申请专利时，申请单位和发明人排名按照实际贡献大小排序方式进行。

利益分配说明：此项目我司将支付揭榜方在设计研发、材料采购、设备采购、人员津贴、现场调试等方面的费用合计1000万元人民币，具体分配大致如下：设计研发预计投入80万元；材料采购预计投入140万元；设备采购预计投入580万元；人员津贴预估预计80万元；现场调试预计投入120万元；并将分阶段进行支付：一是在完成合同签订、出具可行性立项报告，并商榷无异议后，向揭榜方支付第一笔资金500万元；二是在项目产线进场并完成第一轮检测试验后，支付揭榜方第二笔资金300万元。

项目合作方式：合作研发
项目总投入：1000万元

发榜金额：1000万元
发榜企业：合肥哈工汽车智能系统有限公司

联 系 人：蒋冰松  15395133723

二十五、余热回收型纯电动汽车热管理系统关键技术攻关与产业化

需求目标：解决纯电动汽车热管理系统的主要技术难点问题

（1）余热回收利用模式及控制；（2）室内外换热器优化；（3）热量（冷量）综合利用 。

成果形式：

1.完成热管理系统相关参数的标定，开发系统控制软件1套，实现自动控制。

2.完成热管理系统整车装配，实现冬季电池充电加热、夏季电池冷却和电机电控散热的智能调控，避免乘客舱温度波动。

3.申请专利15件，其中发明专利5件；授权专利8件。发表学术论文3篇以上。

4.编制余热回收型纯电动汽车热管理系统技术规范，并推广应用。

5.开发余热回收型纯电动汽车热管理系统和多款纯电动汽车的装配应用技术，力争实现1万台纯电动汽车的装配应用。

6.实现纯电动汽车热管理系统核心部件“余热回收器”量产。

技术指标：1.实现-15℃甚至更低的环境温度下可以采用单独热泵供热；2.实现低温制热工况下（蒸发温度-15℃/冷凝温度35℃），制热性能系数（COP）≥1.8；3.季节工况的平均余热回收率≥70%。（平均余热回热率可采用3～5个典型工况的加权平均值）。

现有基础情况：公司专业生产汽车空调、新能源汽车热管理系统，具备年产50万套汽车空调生产能力。公司拥有CNAS国家认可实验室、安徽省企业技术中心、合肥市纯电动汽车空调系统工程技术中心合肥市工业设计中心；在“汽车空调、纯电动汽车热管理系统”领域拥有专利134项，其中授权发明专利25项；在汽车空调、新能源汽车热管理系统的制造和研发领域居国内领先水平。

对揭榜方要求：

1.揭榜方单位要求

（1）具有较强研发能力和产业基础的纯电动汽车空调或热管理系统制造企业；

（2）具有稳定从事动力工程及工程热物理（尤其制冷与低温工程）领域研究团队；

（3）具备良好科研基础、研发能力和科研组织能力，且近年来获得相关领域的自主知识产权；

（4）具有良好的产学研合作基础，优先支持企业与省内高等院校及科研院所联合揭榜攻关；

（5）揭榜方应已经具备专业生产纯电动汽车热管理系统或零部件生产能力，具有项目开发所需的相关实验测试设备仪器，能够提供项目建设所需的资金或项目建设用地；

（6）揭榜方应管理规范，具有较强的纯电动汽车热管理系统市场开拓能力。

2.专家与团队

具有合理的人才与年龄组成和构架；具有相关专业领域内扎实的理论研究基础和多年的实际产品研发经验。结合本项目的实际需求，希望揭榜专家与团队能熟悉新能源汽车热管理系统的国内外研究现状，具有新能源汽车热管理（热泵空调）系统及其零部件的优化设计匹配研究基础；具备制冷系统一维仿真及零部件的CFD仿真研究能力；具有设计实验方案、组织实验及实验数据处理能力；具备凝练研发技术形成各类知识产权及学术论文的能力，且对研发人员进行技术培训的能力。

产权归属、利益分配：项目实施之前，各自所获得的知识产权均归各自所有，不因共同申报本项目而改变。项目任务完成过程中，各方独立完成形成的知识产权归完成方；共同完成形成的知识产权共有，依各方在该成果中的实际分工和贡献大小署名，若无对方许可，任何一方不得擅自申请或使用共同完成的成果，安徽江淮松芝空调有限公司可将研究成果用于本公司的生产。

项目实施产生的经济利益，将全部用于该项目技术的进一步研发和产业化。

项目合作方式：联合研发
项目总投入：1500万元

发榜金额：500万元
发榜企业：安徽江淮松芝空调有限公司

联 系 人：刘梅梅  18905698268

二十六、基于氢质谱的新能源汽车动力系统器件安全性智能检测系统研发

需求目标：新能源的动力系统核心是动力电池。动力电池一般包括金属壳，容纳于金属壳内的电芯和电解液，焊接在金属壳上的顶盖。电池的安全和寿命与电池的气密性息息相关，如果电解液发生泄露，可能造成电池寿命缩短，腐蚀短路车内电路等严重后果。老的电池检漏方法是利用气泡法或差压法。气泡法检漏精度较低，而且无法检测成品电池。差压法检漏精度低，而且属于破坏性检测，只能进行抽检，且检测时间较长。另外公司目前已有的氦质谱检漏产品，是以氦气作为示漏气体，这种方法中氦气是比价稀有的气体较难获得，因此检漏成本高。本项目旨在研究利用氢气作为作为示踪气体，氢气是小分子的气体，能够通过极小的漏孔。氢质谱检漏方法能够对半成品或成品电池进行无损检测，并且能检测到小至纳米尺寸的漏孔。且氢气比氦气易获得，大大降低了新能源汽车厂商的生产成本。利用氢质谱对新能源汽车动力系统器件进行检测，可以在保持氦质谱检漏优点的前提下，降低产线成本，避免由于进口氦气卡脖子的问题导致行业发展受阻。

现有基础情况：公司目前建有国家企业技术中心等7个研发平台，承担过多项目国家科研项目及省市级科研项目，积累了丰富的研发经验，研发实力雄厚。另外公司在氦质谱领域深耕多年，积累了大量产品开发经验及客户群体，具备研发能力及产业化基础。公司前期已对客户氢检的需求进行过调研，并与客户进行多轮的技术交流，进行前期的技术方案的讨论，并进行现场实验，积累现场检测的大量实验数据。为后期氢质谱检漏仪开发积累了大量经验。

对揭榜方要求：相关领域的高校、科研院所、有检漏需求的新能汽车生产企业、新能源产业链企业。

产权归属、利益分配：本项目研发过程中产生的知识产权，按各自承担的内容归各方所有，产生的经济效益按揭榜后签订协议约定方式进行分配。

项目合作方式：合作研发
项目总投入：1300万元

发榜金额：1000万元
发榜企业：安徽皖仪科技股份有限公司

联 系 人：姚丽娟  13866165790

二十七、基于宽禁带半导体和新型拓扑架构的高集成度新能源汽车双向充电装置研发及应用

需求目标：具体需求或技术难点问题概述

（1）22KW@800V的功率等级要求: 实际市场上量产概念较小;高电压平台尚未普及。

（2）具备逆变V2G功能，11KW: V2G的功能可以类比光伏逆变器;V2G的使用场景和防护概念尚无标准，定义自己的V2G系统架构。

（3）三代宽禁带功率开关半导体的应用: 跟随半导体市场发展：SiC/GaN。

需要解决的问题：

（1）22KW@800V充电的合适拓扑架构；

（2）具备V2G的兼容能力，构建适合于电动汽车V2G功能的系统概念；

（3）具备不同国家电网的充电兼容性，如单相、三相交流电网；

（4）新型功率半导体的应用，以及对应的驱动、寿命评估；

（5）对应DSP软件的开发；

（6）完成样机的制作，功率密度>=2.5KW/L，并完成相应的测试：

 电网输入端指标如THD，输入电压、频率范围等；高压电池端输出指标；功率和负载特性；热和效率特性测试（96%）。

成果形式：（1）提交完整的高集成度新能源汽车双向充电装置技术资料，包括拓扑和驱动电路原理图、PCB图、仿真文件；

（2）功率半导体器件采用碳化硅MOSFET，封装形式采用TO封装或者SMT封装形式；

（3）满足高功率密度不低于2.5kW/L，最高能量传输效率达到96%；

（4）实现双向能量传输功能和功率要求，其中充电功率最高达到22kW，V2G放电功率最高达到11kW；

（5）主控芯片采用DSP，提供配套的DSP源代码软件；

（6）申请相关知识产权不低于10项，其中发明专利不低于3项，实用新型不低于4项，软件著作权不低于3项；

（7）完成基于宽禁带半导体和新型拓扑架构的高集成度新能源汽车双向充电装置的样机制作。
现有基础情况：橡豫智能以汽车智能计算研究、汽车基础软件开发、汽车电力电子设计和汽车信息安全服务为核心，打造新一代“汽车智能化技术应用服务创新平台”。公司从市场需要及战略实施计划出发，前期投资300余万在合肥成立新能源汽车车 载充电机OBC/DC-DC的研发中心，提供的11KW@400V双向OBC 充电技术服务，现已应用于现代、大众、长城、丰田、马自达等知名车企，取得了良好的市场反馈。2022年公司根据最新市场技术发展方向，计划于9月份研发立项“基于宽禁带半导体和新型拓扑架构的高集成度新能源汽车双向充电装置研发及应用”项目，再投资建设1000余平方米电力电子OBC研发实验室，以此打造领先和适应国内外各车型需求的OBC产品设计平台。

公司现有研究开发人员34人，占职工总数的70%，核心研发管理人员来自大陆、长城汽车、富士通、吉利等世界五百强企业，具备扎实的行业背景、知识和经验。

公司现运营的新能源汽车车载充电机OBC/DC-DC研发实验室，投入的高压电源、高压负载以及各类测量仪器均为进口设备，有效保障测试准确度及品牌一致性。目前实验室具备AC电网模拟（电网兼容性）、高压直流负载、高压直流电源、低压直流负载、环境兼容性、波形测试、功率因数测量、效率测量等实验能力。

对揭榜方要求：1.揭榜方需要有在汽车行业工作的经验或者有和相关汽车产业链有合作的项目，熟悉汽车产业链及其汽车相关项目的开发流程；

2.揭榜方需要有相关车载充电器及其核心零部件开发和设计经验，对车载充电器常用的拓扑电路和磁集成等方面有深入的研究和理解；

3.揭榜方需要对宽禁带功率半导体器件尤其是碳化硅功率半导体器件有深入的研究和应用基础，揭榜单位团队成员需要有在国际一流功率半导体企业（英飞凌或者CREE/Wolfspeed）工作经历（不低于3年）或者与国际一流功率半导体企业深入合作的经验；

4.揭榜方团队需要有国际化视野，团队成员有在汽车产业发达的国家（如：德国和美国）工作和学习的经历；

5.揭榜方团队需有成员具备正高级职称，同时具备博士学位的成员不少于3人；

6.揭榜方需要熟练掌握Plecs、Simulink、LTspice、Ansys等仿真工具的使用，熟悉DSP等控制芯片的使用；

7.揭榜方需要有满足该项目研究与开发的场地和设备，例如30kW以上的测试能力，2kV以上的直流和交流电源，可靠性测试设备等；

8.揭榜方与发榜方的距离满足可当天开展面对面会议的要求。

产权归属、利益分配：

1.产权归属

（1）由甲乙双方共同完成的科技成果及其形成的知识产权归双方共同所有。未经对方同意，任何一方不得将双方共有的技术成果转让、许可或以其他任何方式提供给第三方使用。

（2）双方合作研发的技术成果由甲方（含甲方的关联公司）独家实施产业化转化，因实施产业化转化所需的费用由甲方承担，转化所得收益归甲方所有。甲方无需就实施上述技术成果转化或使用双方共有的知识产权，而向乙方支付任何费用。

（3）双方在项目开发成果的基础上进行的后续改进，由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果及其权属，由各自享有。

（4）公司将与揭榜方签订合作项目的相关技术合同，具体产权归属问题依据甲乙双方签订的技术合同执行，一事一议。

2.利益分配

（1）因为项目产生的全部知识产权都归需求方和揭榜方共同所有，所以由此所得的受益无需向另一方分割，但其实施行为不得影响对方的在先权利。

（2）合作开发完成的技术秘密成果归双方共同享有，技术秘密成果的使用权、转让权以及利益分配由双方另行协商，一事一议。

（3）公司将与揭榜方签订合作项目的相关技术合同，具体研究产生的收益与成果依据甲乙双方签订的技术合同执行。

项目合作方式：合作研发
项目总投入：1000万元

发榜金额：800万元
发榜企业：安徽橡豫智能科技有限公司

联 系 人：吴俊夫  13645695201

二十八、新一代电子电气架构的客车智能驾驶算法及平台技术研究与开发

需求目标：设计开发新一代电子电气架构和高性能的计算平台，具体包括：下一代电子电气架构、智能驾驶硬件、智能驾驶操作系统、开发工具链等四个方面；智能驾驶算法主要包含：感知融合、路径规划导航和决策技术。搭载新架构和平台的智能驾驶客车达到L4级智能驾驶汽车标准要求，在新的电子电气架构下，实现智能驾驶核心算法的研究与开发。                                                                                                                                                  
现有基础情况：公司持续加大智能驾驶客车及关键技术研发力度，成立智能网联技术研究所，培养专业技术团队40余人，并与清华大学、北方工业大学、合肥工业大学等高校开展产学研合作，先后投入近3000多万元，专业开展整车控制、环境感知、规划决策、多等级辅助驾驶、线控底盘等技术攻关，在智能网联汽车和新能源核心技术方面授权专利317项，其中发明专利63项，近三年主持和参与制定国家及行业标准9项，获得省部级科技进步奖4项，承担国家及省级重大科研项目6项，并相继开发出近10辆智能驾驶客车在武汉、天津、日本、合肥等地示范运营。

对揭榜方要求：本项目希望与新能源汽车或智能网联汽车等领域顶级专家领衔的高校或科研院所合作，具有前瞻的广阔视野。同时希望揭榜方在智能网联汽车方面具备一定研究基础，且研发的技术国内领先，具有智能驾驶的实际落地应用经验，具有车载电控单元的实际开发经验。

产权归属、利益分配：1.项目实施知识产权战略。项目发榜单位牵头成立项目知识产权小组，负责全面分析研究国内外智能驾驶客车等领域的知识产权情况，研究提出应对策略，及时申报国家或国际专利。

2.制定知识产权权益分配管理办法。合作开发的知识产权，归合作方共同所有；独立完成的知识产权单独所有。

3.加强知识产权保护。项目完成后，揭榜单位根据技术需求，需向发榜方提供并开放通信协议、软件源代码、合作开发相关技术文件及资料。与本项目有关的、由一方提供给对方的所有技术资料（包括但不限于各自所有或合法拥有的任何计算机程序、代码、算法、公式、过程、观念、图表、照片、制图、设计、产品、样品、发明创造、技术秘密、策略、规范等）的所有权属于提供方，未经提供方同意，受让方不得对此用于本项目之外的任何其他用途。合作开发的知识产权，未经双方书面同意，任何一方不得独自申请或授权知识产权，也不得以任何方式向任何此项目以外的单位提供转让或许可。

4.项目发榜单位与揭榜单位签订合作协议后，将支付20%项目启动资金用于项目研究，按照项目进度计划设置阶段性成果并分批拨付资金。

项目合作方式：委托研发
项目总投入：500万元

发榜金额：500万元
发榜企业：安徽安凯汽车股份有限公司

联 系 人：姜彬  15956942127

二十九、智能网联新能源环卫车关键技术研发与产业化

需求目标：设计开发能自主识别并清扫路面垃圾，实现作业路径自动规划并在作业完成后自主检测和调整的智联网联环卫车，同时在生产工艺和成本上满足产业化推广需求。

现有基础情况：2017年公司启动新能源环卫车辆智能化关键技术研究和智慧环卫监管平台研发，在公司无人驾驶清扫车样车研制，具备自动行驶、换道、掉头、定点停车等功能，为本项目环卫车车体开发、系统集成设计、成果应用和产业化推广奠定基础。

对揭榜方要求：1.揭榜方为国内985、211知名高校；如中科大、合工大等，科研院所如中科院合肥物质院等；

2.项目负责人年龄原则上不超过50周岁，为无人驾驶、计算机、控制、AI等相关领域的博士或高级职称人员；项目负责人承担过无人驾驶相关省级以上科研项目，且目前无其他未结题省级以上科研项目；

3.项目产品实测要求需通过合肥市无人驾驶牌照发放等具体专业测试要求和智能环卫产业化示范场景作业要求。

产权归属、利益分配：1.项目实施中各方经费购置、产生的固定资产归公司所有。

2.知识产权归属。双方在申报本项目之前各自所获得的知识产权均归各自所有，不因共同申报本项目而改变。项目任务完成过程中，甲、乙双方各自取得的研究成果和相关的知识产权归各单位自己所有，但甲方有权因非商业目的（如：以政府性会议、报告、文件、统计资料等）使用乙方项目信息，在项目执行期间进行知识产权共享；双方合作产生的研究成果和相关的知识产权归双方共有，依各方在该成果中的实际分工和贡献大小署名；若无对方许可，任何一方不得擅自申请或使用共同完成的成果。

项目合作方式：委托研发
项目总投入：1000万元

发榜金额：500万元
发榜企业：安徽华信电动科技股份有限公司

联 系 人：张超  0551-66338804

三十、高模量材料江淮皮卡车前保险杠项目

需求目标：随着国内汽车行业的技术及要求的不断进步，同时对我司也提出了更高的技术及质量要求，为了提升公司在同行业内的竞争优势，公司制定技术、质量对达标计划指标，以大众速腾汽车同类零部件为我司标杆，从尺寸、材质、结构、工艺、性能等方面进行分析，找出标杆件与我司产品件的差距，制定达标提升计划建立产品标准。公司目前主要需改进的问题有：重要保险杠大面折痕、进浇口缩印和冲痕等。具体需求如下：（1）重要保险杠大面折痕、进浇口缩印和冲痕等，要求指标：目视无差异，五明显光影不顺、凹陷等（2）焊接组装方面主要问题，焊接鼓包、不牢固，要求指标：焊接后表面无异常，焊接后满足 客户拉拔力要求（大于等于 200n）（3）喷涂方面主要问题，表面橘皮、斑点、色差等。

现有基础情况：公司现已开发的汽车类型涵盖乘用车、扬州江淮、多功能商用车等，市场潜力大，项目内部收益率高，抗风险性强，规模经济效益显著。公司今年来营收达到17000万以上，经济效益良好，研发人员46人，本项目预计投入资金1000万，公司资金链完整，能够保障产品正常研发生产。

对揭榜方要求：1.希望合作高校：理工类、工业、化工材料类等高校或研院所展开合作 ;2.希望合作单位：各大汽车品牌（如比亚迪、蔚来、长安、大众等自主和合资品牌）；3.汽车类保险杠、外饰等产品结构工程师、产品工程师，5 年以上工作经验。

产权归属、利益分配：我司尚未与其他单位合作研发，期望上述提出的待解决的技术问题及指标能够在2023 年得到解决。公司将采取交易合作的方式，与合作方共同商讨合作事宜。

项目合作方式：交易合作
项目总投入：1000万元

发榜金额：500万元
发榜企业：合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司

联 系 人：董佳佳  18356957794

三十一、低气味无毒汽车用密封条的研发

需求目标：低voc排放、低气味轻量化密封条的研发

现有基础情况：我公司仅提供原材料和要求方向

对揭榜方要求：具有自主研发资质

产权归属、利益分配：产权归我公司所有，收益按照该成果销售额提成

项目合作方式：合作研发
项目总投入：500万元
发榜金额：500万元
发榜企业：安徽晨阳橡塑股份有限公司

联 系 人：黄杰  18226651623

三十二、光学级超镜面、大尺寸流延辊研发及应用技术

需求目标：1.光学级超镜面流延辊的精密加工技术。通过结构稳定性计算控制同心度、直线度参数，并改进加工工艺和技术，提高结构稳定性和大尺寸流延辊筒的表面光洁度，并使内部流道与外壳的热套匹配、外壳的内孔达到加工要求。最终，制定出光学级超镜面流延辊的结构稳定性参数和加工工序与技术方案。

2.基于内流道优化的流延辊表面温度均匀性的高精度控制技术。通过大尺寸高精度仿真模拟揭示流延辊的内流道结构中的内流动换热过程对辊面温度场分布的影响。建立起流道的结构、尺寸参数、流道辊转向转速以及液体入口流量对螺旋槽式流道辊换热能力影响的热传导-流体力学模型和模拟程序，揭示影响辊面温度不均匀的关键参数，为获得高精度的辊面温度控制提供内流动传热优化设计的仿真方案。

3.流延辊镀铬层电镀工艺和交变温度下开裂抑制技术。对精加工过程中流延辊镀铬层，开展电镀工艺设计和开裂规律与抑制宏细微观研究，在实践和理论的双重指导下，寻找最优化的电镀工艺方案，建立多维的加工相图。通过调控电镀层材料，退火方案，镀铬厚度等来抑制辊表面镀铬层的开裂。

4.超镜面流延辊的应用技术。将项目开发的超镜面流延辊用于PVA光学膜的流延生产，验证流延辊是否达到光学膜生产要求，反馈流延辊设计和生产加工工艺。

成果形式：（1）开发并试制出Φ2800×4200mm及以上尺寸的光学级超镜面流延辊，打破国外技术和市场垄断。

（2）建立辊面温度均匀性模拟计算、流延辊挠度计算、镀铬层裂纹产生和扩展计算程序各一套。

（3）申请/授权专利或软著不少于4项。
技术指标：（1）光学级超镜面流延辊的表面粗糙度控制，表面光洁度达到Ra≤0.008μm。

（2）大尺寸超镜面流延辊外壳内孔加工工艺及变形量的控制技术，同心度、直线度在0.01mm之内。

（3）大尺寸流延辊（Φ2800×4200mm及以上）表面温度均匀性的高精度控制，温度均匀性要求小于等于±0.3℃。

（4）光学级超镜面流延辊镀铬层设计和加工工艺，要求在温度92℃-98℃状态下辊表面镀铬层无微裂纹，且硬度达到HV850-900。
现有基础情况：2020年6月，皖维高新启动超镜面、大尺寸（Φ2800mm×4200mm）流延辊研究。该辊筒是目前已知的国内单台尺寸最大、温度均匀性和抛光精度要求最高的加热型流延辊筒。在该辊筒开发过程中，先后投入资金约一千万元，主要用于建造1台Φ5000mm×10000mm深井式大型热处理炉、100平方米超镜面精抛无尘房；购置CW61190L重型卧式车床、T500立式铣床、光学超镜面抛光机、外圆磨床￠1500×4000（A）、2台50吨电动行车等加工设备，以及静平衡试验机、￠3000千分尺、镀层测厚仪、针孔缺陷检测仪等精密检测设备。2020年9月完成结构设计，10月完成加工图纸设计和加工工艺编制，11月进入辊坯加工和加工设备改造阶段，2021年先后进行了外筒、内辊试制及电镀、抛光等研究。从技术指标对比来看，目前试制的超镜面流延辊在表面温度均匀性、表面粗糙度、轴的直线度镀铬层厚度及裂纹控制等几个方面距离国外最先进产品还有一些差距，需要进一步进行技术攻关。

对揭榜方要求：揭榜方单位应为国内独立法人单位，揭榜方研究或技术团队应遵循或具备下列条件：

（1）揭榜方单位属于我国双一流建设高校或具有同等高水平科研实力的科研院所、研发机构及企业；

（2）揭榜方项目负责人和研究团队应具有相关技术攻关的经验，需具备很强的研发和自主创新能力，具有丰富的产品开发经验、工程问题解决经验，能够形成符合实际、科学合理的技术攻关方案；

（3）揭榜方研究团队具有项目技术相关的基础原理和技术积累，能为相关研究成果的工程放大和产业化提供自主知识产权支撑；

（4）揭榜方单位应具备技术攻关所需的基本研发场地、设备等平台条件；

（5）揭榜方研究团队需具有稳定的、足够完成项目研究开发工作所需的时间和精力；

（6）揭榜方单位及研究团队应具有良好诚信，无法律和债务纠纷。

产权归属、利益分配：揭榜方与发榜方在本项目正式立项之前各自所获得的知识产权及相应权益均归各自所有，不因共同申请和完成本项目而改变。

在项目执行过程中，各方应对项目执行过程中产生的科技成果按下列方式及时采取知识产权保护措施：

在本项目执行过程中产生的知识产权，双方合作共同研究的部分，归双方共有，并作为专有技术处理，任何一方均有使用权，但未经另一方书面同意不得许可第三方使用，也不得单方申请专利保护；由发榜方自行研究的部分归发榜方所有，由揭榜方自行研究的部分归揭榜方所有。双方在本项目合作过程中产生的、独自所有的知识产权，在对外转让时，另一方享有优先购买权。

因申请本项目的需要，各方提供的相关信息，不构成向对方授予任何关于专利、著作权、商标权等知识产权的许可行为。

在项目执行过程中和完成后，揭榜方和发榜方进一步合作对产生科技成果进行转化时，遵守以下协议：

（1）在合作转化中无新的发明创造的，该科技成果的权益，归该科技成果完成单位；

（2）在合作转化中产生新的发明创造的，该新发明创造的权益归合作各方共有；

（3）对合作转化中产生的科技成果，各方都有实施该项科技成果的权利，转让该科技成果应经合作各方同意。

项目合作方式：合作研发
项目总投入：1200万元

发榜金额：1200万元
发榜企业：安徽皖维高新材料股份有限公司

联 系 人：田宗杰  13685602603

三十三、新型显示用柔性衬底PI浆料关键技术研发

需求目标：1.PI浆料用新型二酐、二胺单体设计与合成研究，以及PI浆料所用的有机溶剂确定；

2.PI浆料聚合工艺研究，开发出具有自主知识产权的配方和生产工艺；

3.PI浆料涂布成膜工艺研究，根据薄膜样品的综合性能对PI浆料的配方、工艺进行改进。

现有基础情况：建有4条热亚胺法生产线和1条热亚胺法试验线；聚酰亚胺薄膜研发团队现有人员19人，其中研发员12人，硕士及以上学历13人。建设有行业一流的中心实验室，拥有TMA、DSC等精密分析仪器及原料分析设备、聚合设备、性能表征检测仪器及小试生产线等研发、检测分析仪器设备。

对揭榜方要求：具有多年高分子薄膜加工研究经验，具备研究薄膜加工过程的检测分析和表征手段，具有良好的高分子薄膜科研条件；具有稳定的科研人员队伍，有一定的工程化技术能力，具有偏应用型的工程师队伍。

产权归属、利益分配：1.在合作转化中产生新的发明创造的，该新发明创造的权益归合作各方共有；

2.对合作转化中产生的科技成果，各方都有实施该项科技成果的权利，转让该科技成果应经合作各方同意。

项目合作方式：委托研发
项目总投入：900万元

发榜金额：900万元
发榜企业：安徽国风新材料股份有限公司

联 系 人：汪中祥  13956031997

三十四、液晶基板玻璃应力检测设备研发

需求目标：本项目需要测试 TFT-LCD 溢流液晶基板玻璃加工中产生的热应力，热应力是由玻璃的自身特性决定的。玻璃具有不良导热性，且是一种经高温熔融、快速冷却而固化的非晶态产品，从而在生产过程中，玻璃板面上各部位的温度变化不可能均匀一致，即存在温度梯度，因而必然存在着热应力。虽然国内高校及研究所对玻璃内应力测量提出了许多有益的尝试，但至今未推出一款高精度、自动化测量的产品，将研究成果推向市场还有很长的一段路要走。本项目需要克服技术难题，实现我司专用玻璃应力的检测设备研发。

成果形式：专用玻璃应力的检测设备研发
技术指标：扫描区域: 2450mm x 2850mm

最大样品尺寸: 2400mm x 2800mm

测量范围: 0.005 to 300nm

延迟量分辨率/重复性: 0.001nm / ±0.01nm up to 1nm

角度精度/重复性: 0.01° / ±0.05°

测量速度: up to 100 pps / sample size dependent

光源: 632.8nm HeNe laser

测量点光斑大小: -1mm

运行时具备以下两种工作模式，并且可以进行模式切换。

逐节点扫描测试精度 0.01nm；

连续行走，按设定节点测试，0.1nm

两个光学头可独立拆卸，如有一个损坏，另一个可以独立工作

0.01 nm accuracy and 0.05 nm repeatability . with the 100mm step 参数下，扫描速度最快为 10min（双头）

SIM 选项下，repeatability 参数：0.1nm
现有基础情况：彩虹液晶拥有“平板显示玻璃工艺技术国家工程实验中心”“安徽省工业设计中心”和“省级博士后科研工作站”，集聚了行业领军人才及专家，拥有一支 120 余名固定科研人员组成的研发团队。在国内率先创建了电子玻璃窑炉和成型物理模拟与数字仿真技术，开发了整套热端智能装备，研发了大流量、低缺陷、宽板幅、高平整度等基板玻璃制造核心关键技术。在微缺陷机理研究、仿真分析全应用、关键材料性能标准、高温智能检测等溢流法电子基板玻璃制备关键技术领域取得了系统性突破，逐步攻克液晶基板玻璃产业材料、装备、工艺等核心技术，形成了我国高端高质量高水平电子玻璃创新与制造能力。目前本项目已完成部分研发设计。

对揭榜方要求：需揭榜方了解玻璃工艺，有一定的智能装备的自主研发能力，具体技术指标现场详谈。

产权归属、利益分配：本课题的相关研究成果及知识产权，归需求单位所有。未经需求单位授权许可，揭榜方不可使用相关研究成果（亦包括在此研究基础上的二次开发）。

项目合作方式：委托研发
项目总投入：1200万元

发榜金额：1200万元
发榜企业：彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司

联 系 人：祁鹏  13665601895

三十五、高分辨新型显示平板光学检测解决方案

需求目标、成果形式、技术指标：

技术指标：

（1）成像指标

①最高分辨率：≥6亿像素（国际主流水平：6.04亿像素）；

②全分辨率帧率：≥2帧/秒；

③超分辨率行程：不低于10μm；

④操控精度：分辨率1nm,定位重复性20nm；

⑤可识别缺陷特征尺寸：优于0.5μm；

⑥接口数据率：20Gbps；

⑦工作温度：0-40℃。

（2）光学指标：

① 67mm靶面；

② 1-5x连续变倍；

③ 可见光波段，平场复消色差。

成果形式：

（1）样机与组装规范：提交三种不同型号的超分辨率相机工程样机，并提供其组装详细规范；

（2）特种镜头设计与样机：结合半导体检测典型应用完成高分辨率、低畸变的微距镜头，具备1x-5x变倍能力，并提供样机；

（3）大靶面相机对准技术与装置：实现大靶面相机镜头光轴与传感器靶面的垂直度误差的实时监测与装调；设计具有微纳米分辨率的位移调整机构，并具有位姿精度保持性；

（4）算法与测试标定软件：提供原始超分辨图像合成算法，该算法可有效提升超图像传感器像素数4倍以上的分辨率；提供图像分辨率判别软件代码和系统误差修正软件代码；

（5）测试报告：镜头负载下的二维微纳平台的位移分辨率第三方测试报告与MTF测试报告。

现有基础情况：埃科光电长期围绕视觉测量方法与关键技术，研发了一系列具有与Basler等国外知名品牌性能指标相当的工业相机，并成功进行了产业化，已经应用于液晶面板表面缺陷检测等分辨率要求较高的领域，为该项目的开展奠定了基础。目前该项目处于关键核心技术攻关阶段，由5位博士人才带领研发团队开展超分辨率图像重构算法研究，已完成部分预算资金600万元的筹备。

对揭榜方要求：希望与在机器视觉及其应用领域具有丰富工程开发经验的重点高校、著名科研院所合作，进行超分辨率视觉检测技术与关键器件研发合作攻关。

具体要求：合作科研单位需在精密测量仪器设计、二维纳米并联工作台、机器视觉图像智能化处理、光学检测系统设计、微纳测量与标定技术、光电信号误差补偿与技术等领域具有深厚的研究基础与成熟解决方案。具有省部级及其以上的科研平台，科研团队需长期从事微纳测控、精密仪器、光学设计、精度设计、人工智能有机结合的研究方向，主持承担过相关研究内容的国家重点科研项目。

项目执行过程中，实际测试结果需双方共同认可，包括测试方案、测试地点、测试环境、测试设备、测试信号处理方法等。

产权归属、利益分配：

1.产权归属

基本要求如下：本项目执行过程中形成的知识产权应无偿应用于公司产品的开发与生产中；执行本项目期间形成的技术成果与知识产权，未经发榜公司同意，不得许可、转让第三方。

项目研发过程中形成的知识产权的归属按以下方式处理：

（1） 合作攻关过程中，基于发榜方和揭榜方双方各自独立完成的开发成果所形成的知识产权，归实际完成方所有，发榜方有免费实施揭榜方开发成果的权利。

（2） 双方各自发表论文或联合发表论文等公开行为，应事前通知对方并征得同意，以避免破坏申请专利的新颖性和保护商业秘密的非公知性。

2.利益分配

项目总投入1000万元，其中企业自筹600万元，申请财政资金支持400万元。预期企业给予800万元资金发榜，委托高校与科研院所进行二维微纳平台研发、超分辨率视觉检测技术攻关、超分辨相机标定装置、算法与测试标定软件研制；200万元用于超分辨率工业相机的工程化，由企业自有团队开展相关工作。

项目合作方式：委托研发
项目总投入：1000万元

发榜金额：820万元
发榜企业：合肥埃科光电科技股份有限公司

联 系 人：何珍  13515664612

三十六、TFT-LCD PECVD加热基座新品制造的研发

需求目标：目前国内暂无 SUS 新品制作能力，供应严重依赖进口，存在价格高昂，交货周期长的现象。需要通过共同合作，研发出性能稳定的SUS新品，实现产品国产化。

现有基础情况：公司有完善的 TFT-LCD 干刻和 PECVD备件维修和制造技术。在 TFT-LCD 备件新品制造方面，是国内首家独立制造干刻新品上部电极的厂家，目前也承接 PECVD Diffuser、Backing plate 新品制造业务，有丰富的新品制造经验。结合成熟的SU 维修技术和 LCD 行业备件新品制造技术，具备SUS 新品制造开发的基础。

对揭榜方要求：在所属领域有一定的权威及丰富的经验，能够解决实际问题。

产权归属、利益分配：产权归合肥肥微睿光电特有限公司，利益分配详谈。

项目合作方式：合作研发
项目总投入：929万元

发榜金额：500万元
发榜企业：合肥微睿光电科技有限公司

联 系 人：杨琳  18756502925

三十七、专业掩模版光刻机模拟生产仿真软件开发

需求目标：

（一）针对掩膜版制造的计算光刻软件研发

1. 大容量版图图形文件交互式查看，刷新率大于30 Hz；批量/交互式图形密度计算；图形分割和基于规则的图形邻近校正；

2. 严格的光学成像、显影和刻蚀三维仿真；

3. 基于光刻模型和测量数据的设备参数提取；

4. 高度并行的基于模型的光刻正向模拟计算，近线性标度并行计算效率，并行cpu核数大于10000核，可GPU加速，仿真线宽误差小于30 nm (3 sigma)；

5. GPU加速的反向光刻技术。

（二）有掩膜光刻计算光刻软件研发

1.矢量计算光刻技术。早期光刻仿真模型都是基于标量模型，在成像和优化中仅考虑电磁场的振幅，忽略了电磁场矢量特性对光刻成像性能的影响，对于NA大于0.6的光刻系统，必须考虑电磁场的矢量特性，分析照明系统、物镜以及掩膜产生的偏振效应；

2.快速计算光刻技术。计算光刻技术经过多年的发展，无疑可以提高光刻成像保真度、增大工艺窗口，然而目前的地计算效率限制其只能应用在某些关键热点中，需要采用先进的加速优化算法和成像模型来提高计算效率，实现全芯片应用；

3.高效率优化算法。依据光刻成像质量指标构建优化目标函数，采用遗传算法、粒子群算法、压缩感知算法和梯度优化等，优化光源、掩膜、系统参数和工艺参数；

4.联合掩膜版制造计算光刻，系统优化掩膜版制造工艺参数，实现全流程反向光刻技术。

成果形式：1.掩膜版制造计算光刻软件1份；

2.有掩膜光刻计算光刻软件1份；

3.发明专利2件。

现有基础情况：目前处于探讨阶段，已做可行性研究。

对揭榜方要求：1.技术带头人：物理仿真方向的院士、国家杰青以上科学家、主持过科技部重大专项；

2.团队专业人才：985/211院校的博士、硕士以上的团队大于10人；

3.技术水平：有自主开发的大于10000核CPU近线性标度并行计算效率仿真软件应用实例； 

4.在物理仿真/工业软件领域具有一定影响力，在高性能计算软件开发领域有较高科研水平，获得过行业相关认证。

产权归属、利益分配：产权归属合肥清溢光电有限公司，利益分配以双方协商后签订的协议为准。

项目合作方式：委托研发
项目总投入：500万元

发榜金额：500万元
发榜企业：合肥清溢光电有限公司

联 系 人：刘许霞  18956012118

三十八、mini led固晶设备软硬件及运动控制的研究方案

需求目标：

1.设备整体要求：高速高频高精度运动实现led 高速巨量转移。

2.实现的技术指标：

高频运动引发的设备震动，对应的震动抑制、运动轨迹规划等；高精度，对应伺服控制，控制补偿等技术难点；Bonding 轨迹规划；cpk＞1.33（6σ 15μm）设备综合效率是48HZ（固晶频率是68HZ 稳定生产，最高频率：75HZ）。

拟申请知识产权12项，包括发明专利5项，实用新型专利7项。

现有基础情况：公司目前已经完成了项目的前期市场调研，了解市场需求点，基本确定所需完成的技术指标任务。项目目前处于前期调研及项目开展的筹备期。公司现有科技人员58名，具体的Mini-LED研发创新团队正在组建。

本公司已具备相应的LED、OLED模组及检测设备的研发、生产、集成、工艺调试及售后的能力，现有总人员175人，科技人员58人，占总人数的33.14%，研发创新能力强。

对揭榜方要求：希望揭榜方具有相对成熟的研发创新知识及能力，能为公司提供成熟的研发设计方案；专家及团队应在相关领域获得过一定的成果及奖励，研发水平达到国内先进的水平。

产权归属、利益分配：计划期间申请知识产权12项，包括发明专利5项，实用新型专利7项，知识产权所属方归我方所有，利益分配待项目开展后按实际投入情况协商决定。

项目合作方式：委托研发
项目总投入：1300万元

发榜金额：1030万元
发榜企业：安徽中显智能机器人有限公司

联 系 人：荚长慧  13365696440

三十九、电子浆料用金属微球制备关键技术及应用开发

需求目标：金属粉作为功能相材料是决定浆料导电性能的主要因素。一般金属粉的含量占导电浆料的 15%-60%。大部分球形金属粉制备技术都需用还原法制备的金属粉为原料，处理得到球形金属粉，因此成本高、生产效率低，且球化率低，粒度调控困难。另外对制备高纯球形金属粉来说，如何使金属粉在高温下球化的同时避免氧化，显得尤为重要。金属粉的粒度、均匀性和表面形态对浆料的印刷性能和烧结性能影响很大。针对上述金属浆料的使用工况，国产金属微球在满足金属浆料高效、耐用的使用前提下，主要需攻克金属微球的粒度、均匀性和表面形态及其状态对浆料的印刷性能、烧结成分和致密度不均匀等关键技术问题。 

现有基础情况：已于2021年9月立项，进行前期研发工作。并且已经和京东方集团达成测试协议等。目前处于前期研发、小试阶段。    

对揭榜方要求：具备高水平科研能力的高校、科研院所或拥有自主研发能力的从事新型显示行业的科技型创新企业。

希望专家可以就本课题研究开发的电子浆料用金属微球批量化湿化学制备关键技术能够达到获得到粒度在5μm 以下，球化率达 98%，表面光滑，粒度分布均匀，分散性好的金属微球粉体；金属浆料导电性能和致密度，气密性都可以满足电子材料长期生存的要求，使高温平板显示核心配套材料的使用寿命和可靠性明显提高。揭榜方需协助我单位完成浆料树脂筛选、导电微球制备等工作，分析测试数据与我单位共享，直至做出合格样品。

产权归属、利益分配：因开发该项目所产生、并由合作各方分别独立完成的相关知识产权权利归属各方所有,共同完成的归属我单位所有。合作一方或多方利用共同投资的研究开发经费所购置与研究开发工作有关的设备、器材、资料等财产,归我单位所有。

项目合作方式：委托研发
项目总投入：1000万元

发榜金额：500万元
发榜企业：合肥中聚和成电子材料有限公司

联 系 人：程朝霞  18019942867

四十、G10.5基板玻璃的拆包技术

需求目标：实现平板显示行业mask金属掩膜板的自动仓储和搬运，解决搬运物流设备在洁净环境下的发尘问题，实现长距离搬运时非接触供电及无线通讯等技术在工业物流设备上的应用，拟建设洁净行业自动仓储及搬运项目，实现对面板物料在洁净环境下的物品暂存，实现面板物流的高速、相互独立、无尘、精确输送定位。主要研发液晶面板行业G10.5基板玻璃的拆包技术，实现G10.5基板玻璃的解包自动化和智能化，最终实现G10.5基板玻璃拆包产业化。在目前市场应用成熟的最高8.6世代玻璃解包机设备的基础上研发制造10.5世代玻璃解包设备，完成将10.5世代基板玻璃从dense（业内的玻璃载具）中自动解包投入液晶面板工厂生产线的设备。

对揭榜方要求：本公司希望与科研高校对接合作。

产权归属、利益分配：待明确

项目合作方式：委托研发
项目总投入：500万元

发榜金额：500万元
发榜企业：合肥通彩自动化设备有限公司

联 系 人：胡昕  13966720331

四十一、基于MIP技术的P0.3间距Micro RGB显示项目

需求目标：1.LED芯片巨量转移效率以及转移精度攻关，实现N颗LED芯片与显示基板焊点快速精准对位；

2.转移效率>130颗/S、综合转移良率>99.999%；

3.焊接后，LED芯片倾斜角度±3°。

现有基础情况：现有普遍采用的1by1的方式，效率低10颗/S，但是通用性好，刺膜工艺对于蓝膜、基板平整度以及涨缩要求高。

对揭榜方要求：希望揭榜方能在微间距RGB晶片转移设备方面或封装固晶设备上有一定的研究，能够很好地了解微间距RGB显示的制程原理，以便能够对设备的原理以及工作方式做到最优的方案。

产权归属、利益分配：所研制所有相关的软硬件产品及发明专利其产权归属于发榜方，项目合作方式通过委托研发的方式实现，在此项目基础上的后续开发、改进，其产权可通过合作双方进一步协商解决。

项目合作方式：委托研发
项目总投入：1300万元

发榜金额：1000万元
发榜企业：安徽芯瑞达科技股份有限公司

联 系 人：王光照  18605512726



